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Crescita record per gli 0O-S-D

I 2017 & stato un anno sicuramente
positivo per i dispositivi O-S-D (prodotti
optoelettronici, sensori/azionamen-
to e semiconduttori discreti), con un
incremento in termini di fatturato del-
I'11%rispetto all’anno precedente. Que-
sto dato rappresenta il tasso di crescita
piu sostenuto degli ultimi 8 anni. Questo
trend, secondo glianalistidi IC Insights &
destinato a crescere quest'anno anche
se in misura minore, raggiungendo quo-
ta 81,1 miliardi di dollari. Tra il 2017 e
il 2022 le vendite dei dispositivi optoe-
lettronici aumenteranno con un tasso
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del 7,3% (arrivando a 52,5 miliardi di
dollari), quelle dei sensori/azionamenti
dell’8,9% (a 21,3 miliardi di dollari) e
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quelle dei semicondut-
tori discreti del 3,1% (a
28,7 miliardi di dolla-
ri). Nel 2017 le vendite
combinate dei prodotti
O-S-Drappresentavano
i117% del mercato totale
dei semiconduttori, sti-
mato pari a 444,7 miliar-
di di dollari, mentre 10
anni prima la loro share
di mercato era inferiore
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al 15%. Lo scorso anno
le vendite di sensori e
azionamenti realizzati
sfruttando la tecnologia MEMS sono
aumentate con un tasso pari al 18%,

Andamento del mercato dei dispositivi 0-S-D
(Fonte IC Insights — aprile 2018)

totalizzando la cifra record di 11,5 miliar-
di di dollari.
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Qualcomm: nuovi chipset per loT

Dopo aver superato il traguardo del
miliardo di dollari nella vendita di pro-
dotti per lot, Qualcomm ha annun-
ciato una nuova famiglia di chipset,
Qcs603 e Qcs605, corredata dal rela-
tivo software e design di riferimen-
to, sotto il nome di Vision Intelligent
Platform. Grazie a questa piattafor-
ma sara possibile fornire funzioni di
intelligenza artificiale (Al) e di elabo-
razione dellimmagine a una vasta
gamma di applicazioni del mondo
consumer e industriale. Il passaggio

Jualcomm® Vision Intelligence Platforr

dai dispositivi connessi ai dispositivi
“intelligenti” comporta il trasferimen-
to delle funzionalita tipiche dell’Al dal
cloud ai dispositivi, che vanno comu-
nemente sotto il nome di “edge devi-
ce”.| chipset sfrutteranno il medesimo
engine Aie (Artificial Intelligence Engi-
ne) del processore Snapdragon 845
utilizzato negli smartphone. Entrambi
i chipset QCS605 e QCS603 verran-
no impiegati sui primi prodotti com-
merciali in arrivo nella seconda meta
delfanno.

Aumenta il fatturato degli Ems

Nvr (New Venture Research) ha di

seguici all’indirizzo:
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recente pubblicato un esaustivo report
relativo al mercato degli Ems (Electronic
Manufacturing Services), contenente la
lista dei top 50 Ems. Il fatturato delle
prime cinquanta aziende del settore &
ammontato a 300 miliardi di dollari, in
aumento dell'11,4% dai 272 milioni di

dollari del 2016. Questo incremento &
in larga misura ascrivibile ai risultati dei
top 10, che hanno fatto registrare risul-
tati senza dubbio lusinghieri. Aziende
come Foxconn, Pegatron, Wistron, Usi
e Venture hanno fatto registrare cresci-
te comprese tra il 9,3% (Pegatron) e il
39,3% (Venture). La regina della clas-

sifica, Foxconn, € cresciuta del 14,6%,
superiore a quello medio dei topo 50,
pari all'8,3%.

Dopo Foxconn, la classifica vede ai
posti di onore Pegatron e Flex, seguite
da Jabil, Wistron, Sanmina, Celestica,
New Kinpo Group, Universal Scientific
Industrial e Venture.
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Verso gli schermi trasparenti

Semiconduttori in grado di formare superfici
autoterminate permettono di realizzare LED ultrasottili

Massimo GIusSANI

I dicalcogenuri dei metalli di
transizione (TMDC, Transition
Metal DiChalcogenides) come i
seleniuri e i solfuri di molibdeno
e di tungsteno (MoSe, , MoS,,
WSe, e WS,) sono materiali se-
miconduttori in grado di formare
cristalli dalle superfici autotermi-
nate, ossia senza legami ato-
mici spaiati. Per questo motivo
si prestano, in maniera analoga
al grafene, alla realizzazione di
strutture ‘bidimensionali’ (in pra-
tica limitate allo spessore di po-
chi strati atomici), le cui esotiche
proprieta sono alla base dei di-
spositivi elettronici ed optoelet-
tronici di prossima generazione.
Sfruttando l'elevato rendimento
quantico di fotoluminescenza
di questi materiali, un gruppo
di ricercatori dell'Universita di
California-Berkeley ha dimo-
strato che & possibile realizza-
re LED in cui il materiale attivo
€ uno strato nanometrico dello
spessore di appena tre atomi
che risulta essere completa-
mente trasparente da spento.
Lo studio & stato pubblicato lo
scorso 26 marzo su Nature
Communications nell’articolo
“Large-area and bright pulsed
electroluminescence in mono-
layer semiconductors” a firma
di Der-Hsien Lien, Matin Amani
e Sujay Desai. Basandosi sulle
ricerche di elettroluminescenza

per display trasparenti

nei semiconduttori monostrato
portate avanti da Ali Javey nel
2015 sempre nei laboratori di
UC Berkeley, i ricercatori ame-
ricani sono riusciti a realizzare
dispositivi emettitori di luce con
dimensioni laterali di svariati
millimetri. | materiali utilizzati,
seleniuri e solfuri di molibdeno
e di tungsteno, non richiedono
drogaggio come i semicondut-
tori tradizionali, ma necessitano
di una opportuna passivazione
superficiale per poter fornire un
rendimento quantico di elettro-
luminescenza prossimo all’uni-
ta. Il processo di emissione di
fotoni richiede inoltre una solle-
citazione elettrica variabile sotto
forma di tensione alternata, cir-
costanza che spiega il nome di
dispositivo t-EL (transient Elec-
troLuminescent Device) dato a
questa tipologia di LED. Il di-
spositivo viene realizzato depo-
nendo un monostrato di TMDC
spesso soli 0,7 Nm su uno
strato isolante di 50 Nm di os-
sido di silicio e formando i due
contatti elettrici di source e di
gate. Il contatto di source si tro-
va dal lato TMDC ed & del tipo
metallo-semiconduttore, men-
tre quello di gate sta dalla parte
dellossido. Applicando tra gate

e source una tensione alternata
compresa tra -6 V e +6 V, si
finisce con liniettare nel mate-
riale attivo, dal medesimo ter-
minale in modo alternato, tanto
gli elettroni quanto le lacune. In
concomitanza dei transitori di
tensione si viene ad avere una
presenza simultanea di portato-
ri in eccesso di segno opposto;

2D Semiconductor % é e

Fonte: UC Berkeley

elettronica @ pLus

la conseguente ricombinazione
da luogo allemissione pulsata
di luce. Dalle misure fatte si &
visto che ad ogni inversione del
valore di tensione di gate ven-
gono emessi impulsi luminosi
con picchi di potenza di 193 mi-
crowatt per centimetro quadra-
to e una larghezza di impulso
a mezza altezza (FWHM) di 8
nanosecondi. | quattro materiali
TMDC testati hanno dimostrato
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di produrre ognuno luce di un
colore diverso. Nel comples-
S0 questa tecnologia impiega
materiali cosi sottili e flessibili
che diventa possibile rendere i
dispositivi trasparenti e adatta-
bili alle superfici curve. Uno dei
dispositivi t-EL completamente
trasparenti da spenti utilizzava
ossido di alluminio (Al,O,) per
lo strato isolante e ossido di in-
dio e stagno (ITO) per i contatti
di source e gate. | ricercatori
hanno anche realizzato il primo
display luminoso a sette seg-
menti completamente traspa-
rente basato su monostrato se-
miconduttore. | singoli elementi,
della dimensione di 3 x 2 mm
sono stati realizzati con un mo-
nostrato di WSe, per deposi-
zione di vapori chimici (CVD),
mentre i contatti sono stati resi
impercettibili usando una gri-
glia in nichel. Tutti i dispositivi
realizzati sono comunque solo
dei prototipi e sara necessario
molto lavoro per migliorare il
rendimento complessivo che
per il momento si aggira attor-
no all'uno per cento (contro il
25-30% dei LED presenti in
commercio). Nondimeno, que-
sta tecnologia offre interessanti
potenzialita applicative, a parti-
re da schermi integrati in muri,
finestre e parabrezza che so-
no completamente invisibili da
spenti, per arrivare ai laser 2D
a pompaggio elettrico.
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Profitti record
per Samsung nel 1° trimestre
2018 grazie ai chip

Il gruppo presieduto da Lee Kun-Hee ha registrato un halzo di quasi

il 60% su base annua dell’utile operativo trimestrale, grazie alla forte
domanda di memorie di tipo DRAM e NAND che ha piu che compensato
la deholezza delle vendite di display, mentre la divisione smartphone
comincia a sentire il fiato sul collo dei produttori cinesi. Performance
borsistica negativa da inizio anno, nonostante i giudizi positivi

della quasi totalita degli analisti

ELENA KIRIENKO

Nellattesa di comunicare i
risultati definitivi dei primi tre
mesi del 2018, a inizio aprile
i vertici del colosso coreano
dellelettronica hanno forni-
to un’indicazione sull’anda-
mento dei ricavi e dellutile
della gestione caratteristica
nel periodo gennaio-marzo
dellanno in corso. Nel detta-
glio, Samsung ha annuncia-
to di aspettarsi per il primo
trimestre di questanno un
fatturato di 60 trilioni di won
sudcoreani (45,8 miliardi di
euro al cambio del 31 mar-
z0), in progresso del 18,7%
su base annua, ma soprat-
tutto un risultato operativo
positivo intorno a 15,6 trilioni
di won sudcoreani (11,9 mi-
liardi di euro), con un balzo
del 57,6% rispetto allo stes-
so trimestre del 2017 e ben
superiore alle attese degli
analisti che si aspettavano
un utile operativo intorno a
14,5 ftrilioni di won sudco-
reani. Il risultato portato a
casa dal gruppo coreano
nel periodo gennaio-marzo
di questanno € da incorni-
ciare non soltanto perché ha
battuto di circa il 3% il record
precedente registrato nel
quarto trimestre del 2017,
pari a 15,15 trilioni di won
sudcoreani, ma anche per-
ché e il quarto miglioramento
consecutivo. Ancora una vol-
ta, i conti di Samsung sono
stati trainati dal business dei
chip, di cui ha conquistato

la leadership mondiale nel
2017, togliendola per la pri-
ma volta dal 1992 alla statu-
nitense Intel. In particolare,
nel primo trimestre del 2018
il gruppo presieduto da Lee
Kun-Hee ha continuato a be-
neficiare della forte doman-
da di memorie di tipo DRAM
e NAND, compensando cosi
la debolezza delle vendite
di display che hanno risen-
tito della non brillantissima
performance delliPhone X,
di cui Samsung & fornitore
dei pannelli Oled. Sempre
importante il contributo del-
la divisione mobile che ha
beneficiato, pero, soltanto
da marzo del lancio del nuo-
vissimo Galaxy S9. Alcuni
analisti ritengono, tuttavia,
che la concorrenza sempre
piu agguerrita portata avanti
dai produttori cinesi e cioe
da Huawei, Oppo e Xiaomi,
soprattutto sui mercati asiati-
ci, si stia gia facendo sentire
sulle vendite degli smartpho-
ne Samsung e potrebbe
intensificarsi nel corso dei
prossimi trimestri, metten-
do sotto pressione anche i
margini di questa divisione.
Le anticipazioni del mana-
gement del colosso corea-
no sui numeri del primo tri-
mestre del 2018 non hanno
scaldato piu di tanto le rela-
tive azioni sul listino di Seul
che da inizio anno stanno re-
gistrando una “performance”
borsistica negativa, nono-
stante i giudizi positivi della
maggioranza degli analisti.

Siemens si rinforza
nell’internet
degli oggetti (loT)

FeDERICO FiLoccA

Siemens si rinforza nell’In-
ternet delle cose. E lo fa in-
vestendo in Agilion GmbH,
societa tedesca specializza-
ta nello sviluppo di soluzioni
di localizzazione wireless
a banda ultralarga (UWB).
Lobiettivo del gigante tede-
sco & potenziare i sistemi
di localizzazione in tempo
reale (RTLS) per offrire nuo-
vi prodotti nel settore delle
fabbriche automatizzate e
delle vetture a guida auto-
noma. Detta in altri termini,
Siemens intende crescere
nelle applicazioni destinate
a quelli che considera due
segmenti redditizi e poten-
zialmente in forte crescita,
come quello della logistica
e delle fabbriche automa-
tizzate dellindustria 4.0. Lo-
calizzando infatti ogni asset
produttivo in tempo reale,
con una precisione di pochi
centimetri, diventa possibile
monitorare ed ottimizzare in
modo automatico e dinami-
co tutti i processi produttivi
e logistici, comparandoli ad
appositi modelli virtuali in
3D. “Attraverso l'acquisizio-
ne di Agilion, saremo ben
posizionati per offrire imme-
diatamente ai nostri clienti
un pacchetto completo di
soluzioni di localizzazione
in tempo reale” ha spiega-
to Herbert Wegmann, re-
sponsabile della divisione
comunicazione industriale e
identificazione di Siemens.
“RTLS €& una tecnologia
chiave essenziale e rappre-
senta un nuovo passo sulla
strada verso l'automazione
flessibile nei processi pro-
duttivi, per esempio, svilup-
pando il concetto di auto-
organizzazione  dinamica
nellassemblaggio di prodot-
ti su larga scala. Il Real-time

Il colosso tedesco si
allarga nell’Internet
of Things con
I’acquisizione di
Agilion. L'operazione
servira al gruppo per
sviluppare sistemi

di localizzazione

in tempo reale
destinati a fabbriche
automatizzate

e veicoli a guida
autonoma

locating € anche in grado di
rendere sicura ed efficiente
l'utilizzazione di robot mobili
e collaborativi nel processo
produttivo”. Grazie a questa
acquisizione, Siemens potra
dunque contare sulla tecno-
logia e I'expertise di Agilion,
investendo in un settore de-
stinato a pesare sempre di
piu nel portafoglio del grup-
po. Agilion, azienda nata
nel 2004 a Chemnitz, vici-
no Dresda, € del resto una
realta dinamica e flessibile
con una forza lavoro di ap-
pena 60 unita. Ora entrera
a pieno titolo nella famiglia
Siemens fondendosi con
la divisione di Processi in-
dustriali. Non & chiaro pero
quanto questa mossa co-
stera alla Siemens perché
le parti hanno preferito man-
tenere il riserbo sul prezzo
pagato dalla multinazionale.
“Loperazione ¢ di certo alla
portata di Siemens che si
allarga cosi in un compar-
to promettente - precisa un
analista di una banca tede-
sca. Agilion & una piccola
realta, ma le sue prospetti-
ve sono rilevanti. All'interno
della multinazionale tede-
sca potra solo far meglio di
quanto gia stava facendo”.
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MERCATI

Wireless,
in attesa del 5G

11 2018 potrebbe costituire I’'inizio di una nuova
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era della connettivita basata su tecnologie di quinta

generazione

Massimo GIUsSANI

Le tanto attese comunica-
zioni di quinta generazione,
il cosiddetto 5G, rappre-
sentano la base su cui far
fiorire una pletora di appli-
cazioni dai risvolti econo-
mici multimiliardari: a par-
tire dall'lnternet delle Cose
(loT) con il suo sterminato
bacino di dispositivi, all’e-
splosione dell'offerta multi-
mediale in mobilita, fino alla
promessa rivoluzione dei
veicoli a guida autonoma.
Saranno necessari diver-
si anni e ingenti investi-
menti prima che i grandi
operatori di telecomunica-
zioni riescano a mettere in
campo tutte le infrastruttu-
re necessarie a sfruttare
appieno le potenzialita di
questa famiglia di tecnolo-
gie. Il 2018 sembrerebbe
perd essere I'anno in cui
il 5G passa dallo stadio di
promessa futura a quello di
alba di una nuova era della
connettivita.

Di sicuro c’g, viva, una forte
domanda di banda larga,
alta velocita di connessio-
ne, bassa latenza ed eleva-
to traffico dati. LTE Advan-
ced, Wi-Fi avanzato e altre
tecnologie di quinta gene-
razione rappresentano I'of-
ferta in grado di soddisfare
le esigenze del nostro futu-
ro iperconnesso.

Stando ai numeri forniti da
5G Americas, nell'ultimo
trimestre del 2017 Long-
Term Evolution (LTE), lo
standard basato sulle tec-
nologie Gsm/Edge and
Umts/Hspa, & diventata la

tecnologia di comunica-
zioni senza fili piu usata al
mondo. Spinto dal’ampia
adozione nel continente
americano, LTE rappre-
senta oggi circa il 35% del
mercato mondiale delle te-
lecomunicazioni wireless e
ben il 74% di quello norda-
mericano. La penetrazione
di LTE si assesta al 56% in
Oceania e Asia Orientale,
al 44% in Europa e al 29%
in America Latina e Caraibi.
Le previsioni di 5G Ameri-
cas sono di una crescita co-
stante almeno fino al 2022,
quando I'affermazione della
tecnologia di quinta gene-
razione LTE-Advanced Pro
portera a un sostanziale
incremento delle connes-
sioni 5G. Interessante sara
anche il contributo delle
reti private di comunica-
zione in tecnologia LTE e
5G, sempre piu usate per
implementare connessioni
senza fili in una molteplici-
ta di ambiti applicativi che
vanno dalle comunicazioni
critiche allloT industriale,
passando per la fornitura
di connettivita all'interno di
aziende, scuole, universi-
ta e aree pubbliche. In uno
studio condotto da SNS
Telecom & IT e pubblicato
da Research and Markets
con il titolo “The Private LTE
& 5G Network Ecosystem:
2018 - 2030° si prevede
che la spesa annuale per
la realizzazione di ecosiste-
mi LTE/5G privati passera i
2,5 miliardi di dollari entro la
fine di quest’anno.

Il tasso composto di cresci-
ta previsto da qui al 2021

viene qui stimato in circa |l
30%, e la cifra del mercato
alla fine del periodo di ana-
lisi & di 5 miliardi di dollari.
Reti di comunicazione LTE
di quinta generazione si ac-
cingono a fare la loro com-
parsa in un contesto di In-
dustrial 0T, grazie alla loro
scalabilita verso il basso e
alle caratteristiche di affida-
bilita, disponibilita e ridotta
latenza che ben si adattano
alle esigenze di controllo e
automazione industriale. Le
applicazioni allinterno di
imprese, campus universi-
tari e aree pubbliche sono
invece in crescita grazie alla
possibilita offerte da queste
reti di avere una struttura a
piccole celle gestite da piu
operatori e dalla presen-
za di modalita di accesso
su frequenze condivise o
prive di licenza. Le reti pri-
vate LTE permettono alle
istituzioni governative di di-
verse nazioni, in particolare
europee, di risparmiare sui
costi di gestione di reti LTE
dedicate su larga scala per
la gestione delle comuni-
cazioni critiche inerenti la
pubblica sicurezza e la ge-
stione delle emergenze.
Secondo lo studio di SNS
Telecom & IT, a dominare
il mercato della reti LTE/5G
private saranno proprio le
applicazioni di comunica-
zioni critiche e di Industrial

IoT. Nello studio “LTE For
Critical Communication
Market Research Report-
Global Forecast till 2023
pubblicato da Market Re-
search Future, si prevede
che il mercato mondiale di
LTE per comunicazioni cri-
tiche raggiungera quota 13
miliardi di dollari nel 2023,
dopo essere cresciuto con
un Cagr del 17% tra il 2017
e il 2023.

La domanda di sistemi LTE
per comunicazioni critiche
origina in primo luogo dal-
la crescente adozione del-
le tecnologie digitali e in
banda larga da parti di enti
istituzionali che si occupa-
no di pubblica sicurezza,
pronto intervento, protezio-
ne civile, e gestione del ter-
ritorio. A crescere saranno
anche le applicazioni delle
tecnologie LTE in ambito
industriale, in particolare
da parte dei settori petrol-
chimico e dell’energia. La
spinta verso le comunica-
zioni di nuova generazio-
ne & motivata innanzitutto
dalla tendenza a utilizzare
video in tempo reale e ad
alta risoluzione per appli-
cazioni di monitoraggio e
sicurezza. Worldwide Inte-
roperability for Microwave
Access (WIMAX) & un’altra
tecnologia di comunicazio-
ne wireless a lungo raggio
(fino a 45-50 km) per le

- -
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miliardi di dollari

Mercato LTE per
comunicazioni critiche
2017-2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 @ 2023
Fonte dei dati: Market Research Future




connessioni in banda larga
che ha conosciuto una cre-
scita costante negli ultimi
anni e per la quale uno stu-
dio pubblicato da Research
and Markets prevede un’ul-

linarrestabile  diffusione
dei dispositivi mobili e la
crescente adozione delle
filosofie BYOD (Bring Your
Own Device) e loT all'inter-
no delle imprese. La fetta
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\ comunicazioni critiche
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Fante dei dati: Market Research Future

teriore espansione almeno
fino al 2025. Spinta da una
pletora di applicazioni che
attraversano svariati setto-
ri industriali, commerciali
e pubblici, WIMAX gode
delle maggiori possibilita
di espansione sui mercati
europeo e nordamericano.
A subire un marcato au-
mento nel corso degli ul-
timi anni sono anche le
applicazioni del Wi-Fi in
ambito domestico e pubbli-
co. La popolarita dei servizi
offerti per mezzo di questa
tecnologia & destinata a
crescere ancora in futuro,
complici le migliorie tecno-
logiche di prossima intro-
duzione. Secondo il report
“Wi-Fi Market by Compo-
nent (Solutions and Ser-
vices), Density, Vertical,
and Region’, pubblicato
da Marketsandmarkets il
mercato del Wi-Fi passera
da 5,98 miliardi di dollari
nel 2017 a 15,60 miliardi di
dollari nel 2022, con un’e-
spansione caratterizzata
da un Cagr del 21,2%. Tra
i fattori di stimolo del mer-
cato vi sono ovviamente

piu grande del mercato va
attribuita al segmento della
pianificazione e progetta-
zione, mentre la verticale
associata alle applicazioni
in ambito sportivo e del di-
vertimento (luoghi di aggre-
gazione, stadi, parchi, mu-
sei, cinema...) sono quelle
per le quali si prevede il
maggior tasso di crescita.
Secondo un altro studio
pubblicato da MarketRese-
arch.com, 'anno scorso il
mercato globale del Wi-Fi
in esterno ha generato un
fatturato di 28,51 miliardi di
dollari. Le proiezioni da qui
fino al 2023 prevedono una
crescita sostenuta con un
tasso annuo composto del
14,20%, per arrivare alla
fine dellintervallo conside-
rato a un fatturato di 63,25
miliardi di dollari.

Ad alimentare questo mer-
cato nei prossimi anni sa-
ranno in particolare gli inve-
stimenti in progetti collegati
al concetto di Smart City e
il deployment di Hot Spot di
nuova generazione da par-
te dei grandi operatori di te-
lecomunicazioni.

| servizi per gli asset di T&M
Keysight Technologies ha annun-
ciato la disponibilita dei suoi
nuovi servizi di ottimizzazione
degli asset, una soluzione inte-
grata che misura in tempo reale
lo stato di salute e il tasso di
utilizzo delle apparecchiature di
misura e collaudo.

Questi servizi permettono di
migliorare il ritorno sugli in-
vestimenti ottimizzando le
spese correnti e in conto capi-
tale necessarie per soddisfare
le esigenze di test in tutte le
attivita che spaziano dalla ri-
cerca e sviluppo alla produzi-
one in grande serie. Una parte
integrante dei servizi di ottimiz-
zazione degli asset & il soft-
ware PathWave Asset Advisor,
fruibile sia in modalita cloud
che localmente. Il software
PathWave Asset Advisor traccia
e controlla le apparecchiature
di test e misura, ne verifica lo
stato di utilizzazione e di salute.
Permette di gestire la condivi-
sione degli strumenti all’interno
dell’azienda ottimizzandone
I'utilizzo.

La versione cloud del software
PathWave Asset Advisor é dis-
ponibile su Amazon Web Ser-
vice (AWS), mentre la versione
fruibile localmente risiede su
un server protetto da un firewall
aziendale, funziona in modalita
autonoma ed é dotata di tutte
le funzionalita essenziali per
I'importazione e I'esportazione
delle informazioni.

Processori EPYC per tre

nuove piattaforme Dell EMC
PowerEdge

AMD ha annunciato che i suoi
processori EPYC serie 7000
equipaggeranno tre nuove piat-
taforme Dell EMC PowerEdge.
| sistemi sono quelli siglati
PowerEdge R6415, PowerEdge
R7415 e PowerEdge R7425, pro-
gettati per gestire grandi carichi
di lavoro, tra cui reti di archivi-
azione virtuali (VSAN), applica-
zioni cloud ibride e analisi dei
big data. Lazienda sottolinea
che le capacita di AMD EPYC
permettono alle nuove piatta-
forme Dell di ridurre fino al 20%
il costo totale di gestione (TCO)
in configurazione single-socket,
four-node VSAN. La soluzione
permette ai clienti di migliorare
la gestione dei datacenter ag-
giungendo maggiori capacita di
/0 e applicazioni a uso inten-
sivo di memoria per configura-
zioni di tipo a singolo o doppio
socket altamente configurabili.

AMD EPYC eé infatti in grado di
fornire configurazioni server
sia single che dual-socket, da
32 a 64 core con fino a 4 TB
di capacita di memoria e Unita
NVMe dirette da 12 a 24 volte
piu performanti per i carichi di
lavoro di database e analytics

Philips Lighting diventa Signify
Philips Lighting ha annunciato la
volonta di cambiare il proprio
nome da Philips Lighting a Sig-
nify. La scelta del nuovo nome
nasce dall’idea che la luce stia
diventando un linguaggio intel-
ligente in grado di connettere e
comunicare significato.

Ai sensi dell’accordo di licenza
con Royal Philips, la societa
continuera a utilizzare il brand
Philips, il brand di illuminazione
piu affidabile al mondo.

“Siamo lieti di annunciare il
nuovo nome come un ulteriore
passo in avanti nel nostro per-
corso di trasformazione azien-
dale”, ha affermato il CEO di
Philips Lighting, Eric Rondolat.
“Il Nuovo Nome & una chiara
espressione della nostra vi-
sione strategica e una straordi-
naria opportunita per un nuovo
e distintivo corporate look and
feel che contribuira ad unire
i nostri 32.000 dipendenti. Al
contempo, siamo orgogliosi
di poter continuare a utiliz-
zare il brand Philips sui nostri
prodotti.” Le origini di Philips
Lighting risalgono a piu di 125
anni fa, nel 1891, anno della sua
fondazione da parte di Freder-
ik e Gerard Philips in Olanda,
nella citta di Eindhoven. Nel
corso della sua storia, I’'azienda
€ stata in prima linea nei prin-
cipali progressi del settore
dell’illuminazione.

Oggi € leader mondiale nel
campo dell’illuminazione con-
venzionale, LED e connessa
con la piu grande rete di luci
connesse al mondo.

Il Nuovo Nome soddisfa i requi-
siti del Contratto di Licenza con
Royal Philips, che richiede che
il cambio di nome venga effet-
tuato entro 18 mesi a partire dal
momento in cui Royal Philips
smetta di detenere una quota
di controllo nell’azionariato di
Philips Lighting. In vista del
cambio di nome aziendale,
una proposta di modifica dello
statuto di Philips Lighting N.V.
sara sottoposta all’Assemblea
Generale annuale degli azion-
isti che si terra il prossimo 15
maggio. Philips Lighting - Sig-
nify
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Indossabili: la carica
degli smartwatch

Continua a crescere la popolarita degli
smartwatch, che rappresentano ora 1/3
del mercato dei dispositivi wearable

ALESSANDRO NOBILE

Secondo il piu recente rap-
porto di IDC (International
data Corporation), il mer-
cato globale dei dispositi-
vi indossabili & destinato
questanno ad aumentare
in misura pari al 15,1%, per
un totale di 132,9 milioni di
unita spedite.

Gli smartwatch rappresen-
tano 1/3 del volume finale
ma concorrono al fatturato
in misura pari a 2/3, grazie
al loro prezzo medio piu
elevato. Secondo gli analisti
della societa gli utilizzatori
hanno iniziato ad apprezza-
re I'utilita degli smartwatch,
da molti considerati come
un settore di nicchia.

In particolare la quota del
mercato degli smartwatch

e destinato ad aumentare
nei prossimi anni, passan-
do dal 32,8% del 2018 al
38,3% previsto per il 2022.
Nello stesso periodo di
tempo & destinata a ridursi
la market share dei brac-
cialetti per il fithess, dal 36
al 22%. Sempre nel campo
degli indossabili le stime
IDC prevedono un aumento
per gli auricolari “intelligen-
ti” (earwear), dal 2 al 6%
del totale mercato e degli
abiti smart, dal 3,1 al 3,3%
del mercato totale degli in-
dossabili. Nel complesso
IDC prevede che il mercato
dei dispositivi indossabi-
li crescera a un ritmo del
13,4% su base annua nel
prossimo quinquennio, rag-
giungendo quota 219,4 uni-
ta vendute nel 2020.

Worldwide Wearables Forecast, Product Category Shipments,
Market Share and CAGR, 2018 and 2022
(shipments in millions)

Product category

2018

2018

202 |

2022 2018-2022

Shipments* | Market Share*| Shipments* | Market Share*.  CAGR

@ Basic Wristbands | 477 | 359% | 482 | 220% 03% @
@ Earwear | 28 | 2% 133 6.0% 48.0% @
i Clothing 4.1 1% 16 5.3% 30.0% @
( Other 24 1.8% 28 1.3% 38% @

Andamento del mercato dei dispositivi indossabili per categoria di prodotto
(Fonte: IDC Worldwidw quarterly wearable device tracker, marzo 2018)

Fig. 1 - Ri-
partizione
delle aziende
fabless sulla
base della
sede del

loro quartier
generale
(Fonte IC — Insights)

Aziende

Fabless crescono

Nel 2017 le aziende “senza fabbrica”
hanno tagliato il traguardo dei 100
miliardi di dollari di vendite

FiLipPO FOSSATI

Secondo un recente rapporto
di IC Insights le aziende fabless
hanno rappresentato lo scorso
anno il 27% delle vendite totali
di integrati, con un incremento
di 9 punti percentuali rispetto al
dato fatto registrare un decen-
nio fa. A primi tre posti (si faccia

senzialmente allacquisizione di
Broadcom (con sede negli Stati
Uniti) da parte di Avago (con
sede a Singapore). A livello di
share di mercato (si faccia rife-
rimento alla figura 1), le azien-
de taiwanesi detengono il 16%
del mercato, seguite da quelle
cinesi con una quota dell’11%.
Per quel che concerne queste
ultime, da no-

2017 Fabless Company IC Sales by Company Headquarters Location ($ 101,4B)

European
Companies

Chinese
Companies**

Taiwanese
Companies
16%

Japanese

Companies Other Companies*

*Singapore-headquartered Broadcom Ltd’s share is 16%
**6% excluding internal transfer of HiSilicon (Huawei), ZTE, and Datang

U.S. Companies

tare che Hi-Si-
licon vende la
maggior parte
dei suoi chip
a Huawei (un
trasferimento
interno) mentre
Unigroup  tra-
sferisce buona
parte della sua
produzione
alle consociate

2010
U.S. 69%
Taiwan 17%
China 5%
Europe 4%
Japan 1%
Other 4%

riferimento alla tabella 1) nellor-
dine si sono classificate Qual-
comm, Broadcom e Nvidia. Per
quanto concerne la ripartizione
geografica, le aziende america-
ne (o meglio quelle che hanno
la sede principale nel Paese a
stelle e strisce) detengono una
quota pari al 53%,nettamente
inferiore al 69% di otto anni or-
sono. Questo fatto & dovuto es-

Spreadtrum e
RDA. Il 2% del mercato & ap-
pannaggio di aziende europee.
Le uniche due societa del Vec-
chio Continente presenti della
classifica delle top 50 sono
Dialog (che nel 2017 ha fatto
registrare un fatturato pari a
1,4 miliardi di dollari) e Norway
(con un fatturato di 236 milioni).
Chiude la classifica il Giappone
con I'1% del mercato.

2 TSN
“» Change

1

2

3,

4

sl

]

7

8

]

10 China 1,880 2,050 %
- Other - 24 604 26,825 9%
- | Total Fabless/System - 90,425 100,610 1%

* Gustom ”ﬂ" internal use,
L IC Reviews

Tab. 1 - La classifica delle 10 maggiori aziende fabless

(Fonte IC Insights - anno 2017)
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Verso il futuro

Quali sono le applicazioni emergenti e come entreranno
nella nostra quotidianita? Una volta erano i film di
fantascienza, oggi sono i robot, I’intelligenza artificiale,
la blockchain e la cybersecurity. Vince su tutti, a nostro
awviso, 'intelligenza artificiale, a cui dedichiamo

un approfondimento, riportando uno studio recente di Al
che impara dal cane, e di Al a livello di chip

FiLipPo FossATI,
ANTONELLA PELLEGRINI

La tecnologia ha gia
cambiato le nostre vite
ed é difficile immagina-
re quello che ci portera
in futuro. Pensiamo ai te-
lefonini di dieci anni fa e
agli smartphone di oggi.
E come saranno quelli di
domani? Probabilmente
il risultato di elettronica e
magnetismo  (spintroni-
ca). E tutti gli altri settori
vedranno  cambiamenti,
anche molto importanti.
Sara fondamentale sen-
tirsi al sicuro, e questo lo
dice IBM, che nel rappor-

to 2018 5in5, individua le
innovazioni che prometto-
no di rimodellare la nostra
societa e il nostro modo
di lavorare nel corso dei
prossimi cinque anni. E in
questo rapporto si mette
al primo posto la sicurezza
e quello che viene definito
“cybercrime”.

In particolare, dovremo
prepararci a fronteggiare
una nuova possibile mi-
naccia informatica, che
potrebbe riguardare la
maggior parte dei metodi
di crittografia attualmente
utilizzati, per mettere in
sicurezza i dati e le nostre
comunicazioni. E a risol-

vere questi problemi po-
trebbero essere i compu-
ter quantistici. | temi caldi
dei prossimi anni saranno
comunque intelligenza ar-
tificiale (Al), blockchain,
cloud computing, Internet
of Things, sicurezza infor-
matica, edge computing,
crittografia quantistica,

mobile zero client: alcuni
temi gia noti agli esperti,
ma sempre piu vicini alla
nostra quotidianita.

Intelligenza
artificiale (Al)

In pratica € la capacita
delle macchine di replica-
re il comportamento uma-
no. Lintegrazione dell'ln-
telligenza Artificiale nella
vita quotidiana avra riper-
cussioni notevoli in settori
molto diversi tra di loro:
dalla salute alla finanza,
dall’oil&gas alle costruzio-
ni solo per citarne alcuni.
Interessante il caso del-
le banche: secondo una
recente indagine condot-
ta da “The Economist” il
49% dei dirigenti di ban-
ca ritiene che il modello
di banca transazionale
cessera di esistere entro
il 2020. Anche nel campo
delle assunzioni e del-
la gestione delle risorse
umane vi saranno novita
di rilievo: sfruttando stru-
menti statistici avanzati e
apprendimento automati-
co, I'Intelligenza Artificiale
puo aiutare le aziende a
riconoscere e premiare le
prestazioni dei dipendenti
in modo piu obiettivo at-



traverso il rilevamento e
'eliminazione di parziali-
ta, squilibri e valutazioni
soggettive. Le prospettive,
in ogni caso, sono decisa-
mente brillanti: il mercato
dei sistemi dotati di intel-
ligenza artificiale, valutato
in 1,36 miliardi di dollari
nel 2016, € previsto che
crescera con un tasso del
52% su base annua fino
al 2025 (fonte: Resear-
chandMarkets).

Blockchain

Blockchain & una tecnolo-
gia DLT (Distributed Led-
ger Technology) sviluppata
in primo luogo per suppor-
tare la criptovaluta Bitcoin.

Senza troppi tecnicismi,
una chiara definizione di
blockchain si pud trovare
sul sito di Reply: si tratta
di “un registro transnazio-
nale sicuro, condiviso da
tutte le parti che operano
allinterno di una data rete
distribuita di computer.
Registra e archivia tutte
le transazioni che avven-
gono all’interno della rete,
eliminando in definitiva
la necessita di terze parti
“fidate”. Una caratteristica
fondamentale dell’archi-
tettura della blockchain &
costituita dal fatto che non
ha bisogno di un ammini-
stratore o di un sistema
di memorizzazione dei

Il futuro secondo Futurism

La rivista statunitense Futurism ha stilato una serie di soluzioni che nei
prossimi anni cambieranno i mercati nei prossimi anni. Partono dal
2019 e arrivano al 2030. Alcune magari un po’ azzardate, ma sicura-
mente parliamo di tecnologie rivoluzionarie.

Che cosa prevede, dunque, Futurism anno per anno?

2019 - Tecnologie a riconoscimento oculare: Le macchine potranno es-
sere controllate da gesti o movimento degli occhi grazie ai progressi dei
software utilizzati per il riconoscimento facciale e dei movimenti.

2020 - Diagnostica: Strumenti diagnostici poco costosi renderanno faci-
le I'esecuzione di rapidi test per Ebola, tubercolosi, influenza suina, Zika
e molte altre malattie.

2023 - Antibiotici su misura: La tecnologia consentira lo sviluppo di an-
tibiotici meno costosi e disegnati su misura per le esigenze del paziente.
2024 - Robot per la medicina: Micro-robot deperibili e biocompatibili
potranno riparare le ferite di un essere umano malato dal suo interno.
2026 - Vestiti smart: | vestiti saranno composti di tessuti particolari e
integrati con componenti elettronici in miniatura: saranno in grado di
cambiare colore e forma e di tenere caldo o freddo a seconda delle
esigenze di chi li sta indossando.

2027 - Fotonica: Sara incrementata la tecnologia fotonica. Questo si-
gnifica un’ampiezza di banda aumentata, un livello di dati 100 volte
maggiore rispetto alle frequenze radio e la necessita di minore potenza
per le comunicazioni spaziali.

2028 - Scavi nei vulcani: L'estrazione di metalli e minerali preziosi da
vulcani sottomarini ancora attivi diventera un’operazione fattibile ed eco-
nomicamente conveniente.

2028 - Rivoluzione spintronica: La spintronica & una nuova scienza che
studia le strutture elettroniche e gli spin dei piu svariati materiali: so-
stanzialmente costituisce un connubio tra I'elettronica e il magnetismo.
2029 - Batterie ecologiche: cellule elettrochimiche che “succhiano”
I'anidride carbonica (CO,) per generare elettricita e prodotti secondari,
risolvendo cosi contemporaneamente i problemi di scarsita di risorse
energetiche e di inquinamento del pianeta.

2030 - Super anti-virali: Arriveranno sul mercato anti-virali ad ampio
spettro, basati su mutazioni genetiche e altre terapie geniche.
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dati centralizzato. Tra le
applicazioni possibili, non
bisogna considerare solo
quelle piu tradizionale
come ad esempio la Fi-
nanza. Nellautomazione
e nel comparto manifattu-
riero, per esempio, questa
tecnologia pud aiutare la
casa madre produttrice di
un articolo, per esempio,
a dialogare con i fornitori
dei suoi vari componenti
per la loro consegna, i pa-
gamenti e gli incassi, Se-
condo il portale Statista, il
mercato della tecnologia
blockchain passera dai
210,2 milioni di dollari del
2016 agli oltre 2,3 miliardi
di dollari entro il 2021.

Cloud computing

Concetto oramai consoli-
dato, il cloud computing &
un modello di business in
cui l'utente non compra il
prodotto, ma la possibilita
di utilizzare quel prodotto
e di farlo a distanza, sen-
za disporne fisicamente.
Si tratta della fruizione di
servizi ospitati su cloud,
cioé della memorizzazio-
ne ed elaborazione di dati
grazie a risorse hardware
e software localizzate su
Internet. Questo modello
¢ diffuso in alcune varianti:
quelle principali sono il sof-
tware as a service (SAAS),
il platform as a service
(PAAS) e Tinfrastructure
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as a service (IAAS). La do-
manda di servizi di cloud
computing €& destinata a
salire sia da parte di gran-
di imprese sia di start-up. |l
mercato dei servizi cloud
pubblici dovrebbe asse-
starsi sui 260,2 miliardi
di dollari nel 2017, in au-
mento del 18,5% rispetto
ai 219,6 miliardi del 2016
(fonte: Gartner). Secondo
la stima della societa di ri-
cerche il comparto dovreb-
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be raggiungere quota 411
miliardi di dollari entro il
2020.

Internet of Things

Internet of Things (loT),
un’altra “buzzword” degli
ultimi anni, che in pratica
vuole dire la connessione
degli oggetti (e non solo )
piu eterogenei a Internet,
proseguira nella sua corsa.
In un prossimo futuro loT
sara sempre piu connes-

L’Al impara dal cane

so alle tecnologie per la
Smart Home (e per este-
so alle Smart Cities) per
migliorare la qualita della
vita di tutti noi. Ladozione
di loT comportera comun-
que numerosi benefici in
altri settori come quello
dei trasporti, medicale e
dell’agricoltura. Un merca-
to decisamente in salute
che passera dai 170,57
miliardi di dollari del 2017
ai 561,04 miliardi di dolla-
ri previsti per il 2022, con
una crescita su base an-
nua del 26,9%. (fonte: Mar-
ketsandMarkets).

Sicurezza informatica
Un anno impegnativo |l
2017 per tutti coloro che si
occupano di attacchi infor-
matici: violazioni dei dati
sensibili della NSA (Na-
tional Security Agency),
attacco del ransomware
WannaCry e attacchi a
Equifax, Verizon e Kmart.
Ma le prospettive sono de-
cisamente interessanti.

Cybersecurity  Ventures
prevede che la spesa in

prodotti e servizi per la si-
curezza informatica sara
(cumulativamente) supe-
riore al biliardo di dollari
nei prossimi cinque anni,
fino al 2021. Un dato signi-
ficativo per capire le po-
tenzialita di questo settore:
nel 2004 il mercato globale
della sicurezza informatica
valeva 3,5 miliari di dollari,
mentre nel 2017 supera i
120 milioni di dollari (una
crescita di 35 volte in 13
anni). Per il mondo del la-
voro, comunque, il (cyber)
crimine paga: nel 2019 vi
sara posto per 1,5 milioni
di professionisti di sicu-
rezza informatica, mentre
nel 2021 la richiesta sali-
ra a 6 milioni di persone.
Il tasso di disoccupazione
per questa categoria pro-
fessionale sara stabile allo
0% fino al 2021.

Crittografia
quantistica
I quantum computing
mette alla base dell’infor-
matica elementi di fisica
piuttosto che di matemati-

Grazie ai sistemi di machine learning, oggi molti dispositivi sono in grado di identificare oggetti, navigare per le strade e riconoscere espressioni facciali.
Operazioni sofisticate, senz’altro inimmaginabili fino a pochi anni fa, peraltro oggi realizzati a costi abbordabili, quindi di massima diffusione.

Certamente sofisticati, ma mai quanto potrebbe essere simulare il comportamento di un cane. C’¢ un progetto pero che ha invece proprio I'obiettivo di
simulare il comportamento del cane. Parliamo di uno studio dell’Universita di Washington e dell’Allen Institute for Artificial Intelligence che ci ha provato,
grazie all'analisi delle immagini di una action cam legata al collo dell’animale, e che é riuscita a ricostruire con accuratezza come I'animale percepisce la
realta. Come una prima incursione in questa linea di ricerca, il team voleva vedere se monitorando da vicino il cane e mappando i suoi movimenti e le sue
azioni nell’ambiente che vede, potrebbe creare un sistema che prevedesse con precisione quei movimenti.
| ricercatori hanno equipaggiato un malamute di nome Kelp con alcuni sensori e con una videocamera GoPro: sei unita di misurazione inerziale (sulle
gambe, sulla coda e sul tronco), un microfono e un Arduino per legare tra loro i dati. Hanno registrato molte ore di attivita - camminando in vari ambienti,
prendendo oggetti, giocando in un parco per cani, mangiando - sincronizzando i movimenti del cane con cio che vedeva. Le informazioni sono state raccolte
e registrati 380 brevi video. Con tutti questi dati raccolti e stata “addestrata” I'intelligenza artificiale.
Nonostante una quantita di informazioni limitata, I’Al & riuscita a ricostruire con accuratezza come

Kelp legge la realta.

Perché i cani? Perché sono intelligenti e di sufficiente complessita, “ma i loro obiettivi e le loro
motivazioni sono spesso sconosciuti a priori”. In altre parole, i cani sono chiaramente intelligenti,

ma non abbiamo idea di cosa stiano pensando.

“Il sistema di intelligenza artificiale impara a muovere le articolazioni per camminare, impara come
evitare gli ostacoli camminando o correndo”, ha spiegato Hessam Bagherinezhad, uno dei ricerca-
tori. “Impara a rincorrere gli scoiattoli, a seguire il proprietario, a recuperare i giochi quando ven-
gono lanciati. In pratica, sono i compiti di base dell’Al nella visione artificiale e nella robotica che

abbiamo cercato di risolvere raccogliendo dati separati per ogni attivita, per esempio pianificazio-
ne del movimento, superficie calpestabile, rilevamento di oggetti, riconoscimento della persona”.




ca. Secondo Global Indu-
stry Analysts il suo mer-
cato globale raggiungera i
2 miliardi di dollari entro il
2024, una crescita dovuta
principalmente alla neces-
sita costante di sicurez-
za nella trasmissione dei
dati. Per questa ragione la
crittografia quantistica sta
diventando un metodo di
protezione altamente evo-
luto, necessario per com-
battere le crescenti minac-
ce alla sicurezza. Grazie a
questo metodo, chiamato
quantum key distribution
(QKD), & possibile produr-
re un messaggio illeggibile
per tutti tranne che per il
suo specifico destinatario:
le “chiavi” sono, infatti, di-

dati, la decifrazione di cio
che viene inviato al cloud
pud ridurre i backlog con-
sentendo di eseguire le
attivita piu impegnative,
mentre la tecnologia di
Edge Computing garan-
tisce maggiore mobilita
ed elaborazione in tem-
po reale, aumentando
cosi lefficienza di tutta
Pinfrastruttura IT. | dispo-
sitivi wearable, come gli
smart glasses, si adatta-
no perfettamente al’Edge
Computing, contribuendo
a semplificare i processi
allinterno delle organiz-
zazioni anche in contesti
caratterizzati da lavo-
ro mobile e da remoto.
Prendiamo ad esempio

stribuite come fotoni, che,
se intercettati, modificano
immediatamente lo stato
del messaggio rendendolo
illeggibile.

Edge Computing

Con laumento esponen-
ziale dei dati dovuto alla
diffusione dei dispositivi
IoT e alle funzionalita 5G
prevista per il 2018, 'Ed-
ge Computing diventera
sempre piu fondamentale.
Per le aziende che gesti-
scono grandi quantita di

un ospedale, utilizzando
vari dispositivi end-point,
come gli smart glasses,
per accedere ai dati me-
morizzati localmente, gli
operatori sanitari possono
raccogliere e analizzare i
dati dei pazienti in tempo
reale interagendo con-
temporaneamente con
loro. Questo permette agli
operatori di aumentare la
loro efficienza durante le
visite, mentre ulteriori dati
possono essere inviati al
cloud per la diagnosi.

REPORT
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Intelligenza artificiale a livello
di chip

La start-up cinese Horizon Robotics, fondata nel 2015, ha ri-
lasciato due processori che integrano funzioni di intelligenza
artificiale e raccolto circa 100 milioni di dollari in un round di
crowfunding con I'aiuto di Intel Capital.

Horizon é un spin-off dell’Accademia Cinese delle Scienze, che
dovrebbe creare prodotti e piattaforme di intelligenza artificiale
a livello di chip, scheda e sistema, per applicazioni di guida
intelligente, smart city e smart building.

La societa si definisce come un fornitore di “full stack solution”,
owero in grado di fornire il progetto della struttura degli algoritmi,
il compilatore e la libreria runtime per i processori, il progetto e
I'implementazione dell’hardware e dei chip e il relativo dispiega-
mento corredato dalla piattaforma di formazione e simulazione su
larga scala. | primi due processori di intelligenza artificiale sono
“Journey 1.0” per la guida intelligente e “Sunrise 1.0” per le foto-
camere intelligenti. In un’applicazione automobilistica, i due chip
lavorano insieme a un chip che processa gli input sensoriali men-
tre il secondo utilizza tali informazioni per controllare un veicolo.
Sunrise 1.0 si basa sulla prima generazione di architetture di unita
BPU (Brain Processing Unit) di Horizon e puo elaborare immagi-
ni con risoluzione a 1080 p a 30 fps in realtime oltre a rilevare,
tracciare e identificare 200 bersagli simultaneamente in ciascun
fotogramma. Il consumo energetico tipico € di 500 mW e il ritardo
per fotogramma é inferiore a 30 ms. Si basa su quella che defini-
sce un’architettura gaussiana e implementata nel silicio a 40 Nm.
Horizon propone anche i chip implementati con le architettura Ber-
noulli e bayesiana progettati per 'implementazione con processi di
28 e 16 nm. Horizon sostiene inoltre che un sistema ADAS basato
su Journey 1.0 ha una precisione di rilevamento superiore al 99%
per veicoli, pedoni, linee di corsia e segnali stradali. Sebbene si
debba notare che un tale livello di precisione non & ancora suffi-
ciente, pensando per esempio al caso di un ciclista.

Sunrise 1.0 puo anche essere utilizzato per il riconoscimento
facciale e I'analisi degli attributi correlati, in modo da poter tro-
vare applicazione per la sicurezza di scuole, aziende ed edifici.
Sunrise 1.0 ha dimostrato di identificare I'architetto Zhou Feng
in una folla di centinaia di persone in un complesso ambiente di
illuminazione.

Mobile zero client

Man mano che le aziende
adottano pratiche di lavo-
ro sempre piu flessibili e
mobile, la sicurezza deve
essere la prima priorita per
poter cogliere con succes-
so i benefici della mobilita
senza cadere vittima della
crescente minaccia della
criminalita informatica. Le
aziende hanno gia potuto
verificare i vantaggi offerti
dalle soluzioni thin client,
tuttavia, a causa dei costi e

delle restrizioni che limitano

il remote working, si spo-
steranno sempre piu verso
soluzioni zero client che
eliminano completamente
lo storage sui dispositivi,
utilizzando server esterni
per far girare i sistemi ope-
rativi che accedono ai dati
attraverso  un’infrastruttu-
ra desktop virtuale basata
su cloud (VDI). Utilizzando
soluzioni zero client, i dati
sono protetti da malware
e da problemi di sicurezza
nel caso in cui un disposi-
tivo venga perso o rubato.
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TTI investe nella
Supply Chain 4.0

TTI sta approntando la sede europea di Maisach-Gernlinden
per il futuro: un nuovo palazzo destinato a uffici e un esteso
ampliamento del centro di distribuzione esistente

THomAs ROLLE
Vice President European Operation - TTI

Con i nuovi edifici TTI puo ora
contare su oltre 30.000 m? di
spazio di magazzino e 8.000
m? di uffici. Ma la sfida rap-
presentata dal progetto non
riguardava solo l'estensione
dellarea disponibile, ma an-
che il volume di magazzino
utilizzato. Partendo da un
progetto innovativo e inte-
grando la struttura esistente,
TTI & riuscita a triplicare il vo-
lume dello spazio fruibile. Per
poter far fronte alle esigenze
future i nuovi edifici sono stati
costruiti con ampie metratu-
re. Allinizio verra utilizzato
solo il 60% dello spazio cre-
ato, quello rimanente sara
prontamente disponibile per
luso in una fase successiva.

Tecnologia 4.0

Circa 23 milioni di euro
sono stati investiti nella tec-
nologia di magazzino piu
innovativa e nellimplemen-
tazione della Supply Chain
4.0. TTI comunica gia con
quasi tutti i suoi fornitori tra-
mite diversi standard EDI e
oltre 700 clienti sono gia
collegati attraverso sofisti-
cate soluzioni logistiche.
La supply chain sara otti-
mizzata anche per quanto
riguarda la intra-logistica,
sfruttando una combina-
zione intelligente di aree
automatizzate efficienti ed
elementi manuali altamen-
te flessibili.

Le scaffalature per pallet
esistenti verranno estese
adottando una soluzione
che prevede carrelli eleva-

tori a forca di dimensioni
compatte e un’altezza di
15 metri. Nella prima fase
questo offrira 21.000 posti
pallet e con un’eventuale
ulteriore estensione fino a
32.000.

Oltre alla tecnologia di
scaffalatura convenziona-
le, 'ampliamento includera
anche un sistema di imma-
gazzinamento automatico
con 110.000 contenitori,
che potra anche essere
raddoppiato in un secondo
tempo. Nella prima fase il
sistema “autostore” & costi-
tuito da 50 robot, alimentati
da motori elettrici silenzio-
si, che forniscono automa-
ticamente le merci alle 24
stazioni di picking.

Il commissioning viene ef-
fettuato senza voucher,
cosi come accade oggi, e
sara supportato presso le
stazioni di picking da un
sistema PTL (put-to-light)
che garantisce un’alta qua-
lita della procedura.

D’ora in avanti il consolida-
mento degli ordini nel com-
missioning a due fasi sara
effettuato automaticamente
tramite un sistema navetta
con un totale di 8.000 po-

|

La sede europea di Maisach-Gernlinden di TTI & gia pronta per affrontare le sfide future

sizioni contenitore che in
futuro potranno arrivare a
12.000. Rispetto alle classi-
che soluzioni AKL, il siste-
ma a navetta offre presta-
zioni piu elevate e un uso
ottimale dello spazio con
minori costi di assistenza e
manutenzione.

Il concetto di OLS (One
Level Shuttle) garantisce |l
massimo tempo di attivita
del sistema con un’elevata
efficienza di movimentazio-
ne. Il sistema riconosce |l
volume della consegna in
uscita e carica le merci nelle
rispettive zone. Per ottimiz-
zare il processo di spedizio-
ne sono state create aree
specifiche per le spedizioni
di pacchi e le spedizioni di
pallet, oltre a un settore de-
dicato ai servizi speciali.

Efficienza al top

Al fine di aumentare I'effi-
cienza e per Il'utilizzo otti-
male dei veicoli da trasporto
nel processo di spedizione,
e prevista l'ottimizzazione
automatica del volume e
I'etichettatura dei pacchi.
Cid consente di risparmia-
re sui costi di spedizione
e tutelare l'ambiente. |l
software modulare che in-
clude il controllo del flusso
dei materiali, un sistema di
controllo standardizzato e
un sistema di visualizzazio-
ne garantisce la massima
disponibilita e trasparenza
dellintera struttura. Pianifi-
cando 'ampliamento in due
fasi, cosi come la combi-
nazione di diversi sistemi
di immagazzinamento e un
mix di operazioni manuali e
automatiche, TTI prevede
un aumento dell’efficienza
e la massima flessibilita nel
rispondere ai futuri svilup-
pi del mercato. Una parte
importante del progetto &
anche la gestione integra-
ta dei rischi, che consiste
in analisi FMEA e soluzio-
ni di backup per garantire
sempre la capacita di con-
segna.
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Distribution WORLD

Informazioni in tempo reale sul mondo della distribuzione elettronica sono disponibili su

elettronica-plus.it, sezione Distribuzione

MANUFACTURER

ALTITUDE

TECHNO L_O GY
www.mouser.com/altitude-technology

Mouser: accordo
distribuzione globale
con Altitude Technology
Mouser Electronics ha stipulato un
accordo di distribuzione globale con
Altitude Technology, societa che
si occupa della progettazione e pro-
duzione di sensori intelligenti per la
smart house e [l'lnternet of Things.
Secondo l'accordo, Mouser diven-
ta un distributore autorizzato della
famosa linea di moduli e accessori
loT Bit HAT di Altitude Tech, che si
integrano facilmente con il compu-
ter a scheda singola Raspberry Pi,
per consentire 'accesso a Internet,
i dati di localizzazione GPS e la
connettivita Bluetooth. I portafoglio
di soluzioni Altitude Technology,
disponibile da Mouser Electronics,
e costituito da tre moduli principali
HAT (Hardware Attached on Top
Hardware) che supportano il com-
puter a scheda singola Raspberry
Pi. Ogni modulo & plug-and-play,
supporta qualsiasi scheda Micro
SIM con una configurazione di co-
mando a terminale singolo e forni-
sce una regolazione della potenza
ad alta efficienza fino a 3A.

Gli accessori opzionali includono
un'antenna GSM 28 dBi resistente
allacqua, due antenne 433 MHz.
A supporto dei moduli | moduli IAT
HAT Bit vi & una varieta di accessori
opzionali per antenna. Gli accesso-
ri opzionali includono un’antenna

GSM 28 dBi resistente allacqua,
due antenne 433 MHz e un’anten-
na aerea 28Gi 4G ad alta velocita o
un’antenna antenna 10Gi 4G SMA
per il 4G HAT.

Arrow nominato
“Distributore
dell’Anno” EMEA da TE
Connectivity

Arrow Electronics & stata nomi-

nata da TE Connectivity “Distribu-
tore dell’Anno” nellarea EMEA. La
premiazione e avvenuta nel corso
del summit regionale di TE a Bad
Neuenahr, in Germania, e sottoli-
nea il successo di Arrow nel 2017,
in particolare per quanto riguarda
laumento delle vendite, la realiz-
zazione del piano commerciale, la
crescita dei clienti e I'offerta di corsi
di formazione.

Nel raggiungimento di questi risulta-
ti ha giocato un ruolo fondamentale
la stretta collaborazione tra i reparti
di supporto tecnico di Arrow e quelli
commerciali (marketing e vendite)
nellestesa rete globale della so-
cieta. “Questi premi sono il ricono-
scimento dei risultati raggiunti. | nu-
meri raccontano la storia di un anno
di grandi successi per la collabora-
zione tra TE e Arrow”, ha affermato
Matthias Hutter, vicepresidente del
Supplier Marketing & Product Ma-
nagement dellunita Components
Business di Arrow EMEA. “Siamo

MARINO BOSCO, technology & supplier business manager

di Arrow Electronics (al centro, con il premio) con Craig McDonnell,
VP Global Sales di TE Connectivity (a sinistra) e AXEL PRAUSS,
director marketing PEMCO di Arrow (a destra)

A CURA DI
ANTONELLA PELLEGRINI

fieri del nostro successo, che nasce
dal lavoro svolto congiuntamente
nella lunga e proficua collaborazio-
ne con TE”.

I condensatori
elettrolitici Vishay

da RS Components

RS Components ha inserito a ca-
talogo una serie di condensatori
elettrolitici in alluminio polarizzati a
marchio Vishay Intertechnology,
in grado di offrire una maggiore re-
sistenza alle vibrazioni rispetto ad
altri dispositivi standard.
Caratterizzati da elevati livelli di
stabilita e affidabilita, aspetti fon-
damentali per applicazioni auto-
motive e industriali, i condensatori
serie 260 CLA-V, 246 CTI-V e 250
CRZ-V a montaggio superficiale
(SMD) e serie 246 RTI-V e 250
RMI-V radiali, a marchio Vishay BC
Components, coniugano un’elevata
resistenza alle vibrazioni con una
bassa impedenza, una corrente di
ripple elevata e una lunga durata.
Le cinque serie di dispositivi a mon-
taggio superficiale e radiali offrono
una resistenza alle vibrazioni rispet-
tivamente fino a 30 g e 50 g. Questi
condensatori, conformi alla norma-
tiva AEC-Q200, presentano un’im-
pedenza di 18 mQ a 100 kHz per
un filtraggio migliore, una corrente
di ripple a 3.500 mA e una durata
massima di 10.000 ore. Inoltre han-
no una capacita da 150 a 10.000 uF
in un intervallo di tensioni compreso
tra6,3e 100 V.

| condensatori serie 260 CLA-V,
246 CTI-V e 250 CRZ-V SMD sono
disponibili nelle versioni a 6 pin e
migliorano la flessibilita di lavorazio-
ne nel rispetto delle rigorose linee
guida JEDEC J-STD-020 per la sal-
datura reflow ad alta temperatura.
| dispositivi serie 246 RTI-V e 250
RMI-V con terminali radiali sono do-
tati di un corpo in alluminio cilindrico
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con rilascio della pressione, isolato
con un manicotto in PET blu. Tutti i
condensatori sono a prova di carica
e scarica, senza limitazione della
corrente di picco. | condensatori
sono conformi alla direttiva RoHS,
contengono elettroliti non solidi au-
torigeneranti e sono la soluzione ide-
ale per funzioni di regolarizzazione,
filtraggio e bufferizzazione di alimen-
tatori switching e c.c.-c.c...

Nuova nomina

da Conrad

Jesper Rasmussen e stato nomi-
nato director electronic compo-

EONEws n. 618 - APRILE 2018

elettrici perseguendo i nostri obiet-
tivi strategici. Investendo usi marchi
piu noti delle componentistica, cosi
come in prodotti strategici comple-
mentari, vogliamo sottolineare il
nostro massimo impegno nel servi-
re al meglio i nostri clienti del setto-
re industriale e B2B. Inoltre, siamo
costantemente al lavoro per miglio-
rare le famiglie di prodotti offerti in
pronta consegna, affinché i nostri
clienti possano ricevere al piu pre-
sto le novita e le soluzioni piu inno-
vative disponibili sul mercato”.

Prima di entrare in Conrad, Jesper
Rasmussen ¢ stato Global Product
Director di Farnell dal 2011 al 2017.

nents for B2B and components
purchasing di Conrad Business
Supplies.

Jesper ha maturato una lunga
esperienza internazionale nel set-
tore della distribuzione e approvvi-
gionamento di component elettroni-
ci. A partire da questa esperienza,
Jesper continuera ad espandere le
attivita di Conrad Business Sup-
plies focalizzate sul mercato B2B,
aprendo la strada a ulteriori oppor-
tunita di crescita del fatturato. Per
raggiungere tali obiettivi, Jesper si
avvarra di un’agguerrita squadra di
collaboratori esperti che punteran-
no ad ampliare la gamma di prodot-
ti offerti nel settore dei componenti
attivi, passivi ed elettromeccanici.
“Siamo molto felici di avere Jesper
Rasmussen nella nostra azienda,’
afferma Holger Ruban, CEO di
Conrad. “l molti anni di esperien-
za maturata da Jesper nel setto-
re della distribuzione lo rendono
la persona ideale per aiutarci ad
espandere ancor di piu la nostra
gia ampia gamma di componenti

Dal 2009 al 2011 & stato Strategic
Purchase Manager in Cobham. Dal
2003 al 2009 Jesper ¢ stato head of
product di Arrow. Nel corso del suo
percorso professionale, ha ricoperto
anche gli incarichi di Field Sales in
TTI (2002-2003) e di Purchase Ma-
nager in Arrow (1996-2002).

Farnell elementi14
distribuisce

gli oscilloscopi Rohde
& Schwarz

Farnell element14 offre i nuovi
oscilloscopi Rohde & Schwarz
RTC1000 e RTM3000, offrendo
un prodotto ad alte prestazioni per
qualsiasi esigenza di budget.
Loscilloscopio Rohde & Schwarz
RTC1000 ¢ ideale per sviluppatori,
tecnici addetti alla manutenzione
e formatori in cerca di un prodotto
di livello professionale a un prezzo
eccezionale. La tecnologia all’avan-
guardia ad alte prestazioni, insieme
a un prodotto con basso rumore
per misurazioni ottimali, consente

a questo prodotto multifunzione
X-in-1 di soddisfare le pit comples-
se esigenze. Loscilloscopio include
anche un’ampia gamma di opzioni
di aggiornamento, garantendo una
reale protezione degli investimenti
per il futuro.

Loscilloscopio Rohde & Schwarz
RTM3000 & un prodotto che sod-
disfa il requisito essenziale della
protezione degli investimenti a un
prezzo davvero competitivo. Molto
pitu di un semplice oscilloscopio,
include un analizzatore logico, un
analizzatore di protocollo, un ge-
neratore di forme d'onda e pattern,
un misuratore di tensione digita-
le e modalita operative dedicate
per analisi della frequenza, mask
testing e acquisizione di dati. Gli
utenti possono eseguire il debug
di tutti i tipi di sistemi elettronici in
modo rapido ed efficace.
Progettato per risolvere i proble-
mi quotidiani, I'oscilloscopio R&S
RTM3000 combina un’incredibile
potenza (ADC a 10 bit, memoria
Msample 10 del’lR&S RTC1000
e touchscreen da 10,17) con
un’interfaccia sonda Rohde &
Schwarz per tutte le sonde Rohde
& Schwarz .

James McGregor, head of test
and tools di Premier Farnell e
Farnell element14, ha dichiarato:
“Gli oscilloscopi Rohde & Schwarz
RTC1000 e RTM3000 offrono fun-
zioni di livello professionale per
soddisfare tutte le esigenze di bud-
get, da sviluppatori e formatori fino
a progettisti professionisti attenti ai
costi in cerca di strumenti multifun-
zione ad alte prestazioni all'avan-
guardia”.

CUI sigla accordo

di distribuzione

con Master

CUI ha firmato un accordo di di-
stribuzione globale con Master
Electronics, societa al 13° posto tra
i pit grande distributori mondiali di
componenti elettronici. Come parte
dellaccordo, Master Electronics
distribuira e commercializzera
I'ampio portafoglio di prodotti CUI
di tecnologie di alimentazione, in-
terconnessione, movimento, audio
e gestione termica. “Il nostro inte-
ro team e entusiasta di lavorare
con un leader del mercato’, ha
affermato Riad Nizam, presidente
di Master Electronics. “Una vasta
gamma di prodotti CUI € disponi-
bile a magazzino e pronta per la
consegna immediata”.

“Come azienda, ci impegniamo
a portare sul mercato prodotti e
tecnologie che tengano il passo
con le esigenze in continua evo-
luzione dei nostri clienti. Sia che
si tratti di efficienza, riduzione dei
costi o flessibilita, ci impegniamo
costantemente per innovare affin-
ché i nostri clienti possano trarne
vantaggio’, ha commentato Matt
McKenzie, presidente di CUI.

TME é distributore
globale del marchio
Schurter

Transfer Multisort Elektronik
(TME) ha ampliato la portata della
cooperazione con Schurter ed €
diventata distributore ufficiale del
marchio a livello globale.

TME dispone nella propria offerta
di oltre 1.200 prodotti del principale
produttore svizzero di componenti
passivi, connettori, commutatori
e spie, cavi di collegamento e se-
gnalatori LED, componenti elettro-
meccanici per i segmenti IT e Te-
lecom, nonché destinati al settore
aerospaziale e quello dei dispositivi
medicali.

Il marchio Schurter da molti anni
garantisce un alto tasso di sviluppo
della produzione e di impiego del-
le piu recenti tecnologie. Grazie a
questo tipo di approccio i prodotti
di questo marchio non solo sono in-
novativi, ma anche sicuri da usare.



Piu di 30.000 aziende leader in Italia si sono gia affidate
a noi per R&D e Manutenzione industriale
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Un futuro brillante

per i veicoli HEV

I veicoli elettrici (ibridi) prenderanno il sopravvento
sul mercato: e solo questione di tempo

BRuUNO BOURY
Product Line Manager Magnetic Sensing
(current sensor lead) Melexis

E fuori discussione che il mer-
cato dei veicoli elettrici & in ra-
pida crescita. Anche se siamo
ancora in fase iniziale, sono
presenti numerose eviden-
ze secondo cui il mercato dei
veicoli ibridi elettrici (HEV) sta
emergendo dalla sua infanzia.
| dati pubblicati dal Consiglio
Internazionale per i Trasporti
Puliti (ICCT) confermano que-
sta tendenza; considerando
che nel 2010 il mercato dei
veicoli elettrici in tutto il mondo
era piu 0 meno pari a zero, en-
tro il 2015 sono state vendute
oltre mezzo milione di automo-
bili elettriche - e le vendite con-
tinuano ad aumentare.

Vi sono diversi fattori che acce-
lerano il raggiungimento di un
punto di svolta nella diffusione
dei veicoli HEV, ma quelli piu
importanti sono le normative
piu severe in tema di emissioni
CO,, il fatto che i combustibili
fossili stanno scarseggiando
e la generale tendenza verso
uno stile di vita piu verde e
verso una maggiore efficienza
energetica.

Dal micro-ibrido all’auto

completamente elettrica

Le principali case automobi-
listiche sono abbastanza si-
cure di cio, tanto da rendere
pubbliche le proprie previsioni.
Fra le numerose aziende che
non nascondono le proprie
ambizioni, BMW prevede di
vendere 100.000 auto elettri-
che nel corso di questanno e,
entro otto anni, i veicoli elettrici
potrebbero rappresentare il
25% delle vendite dellazienda.
Renault-Nissan e Tesla si at-

tendono che le proprie vendite
annue raggiungeranno 1 milio-
ne di modelli entro 3 anni, e si
considera che la forza combi-
nata dellindustria automobili-
stica cinese vedra un totale di
4,5 milioni veicoli elettrici im-
matricolati ogni anno entro lo
stesso arco di tempo.

Ford non fa previsioni sui volu-
mi di vendite, ma da prova del
proprio impegno dichiarando
che nei prossimi 3 anni saran-
no introdotti 13 nuovi modelli
di veicoli elettrici. Guardando
al futuro, Honda prevede che
entro il 2030 due terzi delle

proprie vendite sara costituita
da veicoli elettrici.

Come avviene tipicamente in
un mercato in rapida evoluzio-
ne, esiste una vasta gamma di
prodotti, con modelli sempre
pil avanzati che emergono
costantemente. Per avere una
visione chiara del mercato dei
veicoli HEV, i diversi tipi di vei-
coli elettrici possono essere
classificati come segue:

* Micro ibridi (WHEV): | primi
veicoli HEV, presentati piu di
un decennio fa, avevano un
sistema di start/stop con una
batteria da 12V. Tali autovettu-
re erano dotate di un normale
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motore a combustione interna,
ma usavano il motore elettri-
co di supporto per fermarsi e
ripartire, una funzionalita che
richiedeva una quantita signi-
ficativa di energia. Lintroduzio-
ne dei PHEV ha semplificato
il raggiungimento rapido di
alcuni successi, come la ridu-
zione delle emissioni di CO,,
aiutando lindustria automobi-
listica ad assicurare il rispetto
dei limiti di emissione verso la
meta degli anni 2000.

 Mild hybrid (mHEV): Si tratta
pil 0 meno dello stesso con-
cetto del suo predecessore,
ma viene usata una batteria
da48V alpostodiunada 12V.
Quella da 48 V & una batteria
di piccole dimensioni, ma & co-
stantemente in fase di carica -
ad esempio durante la frenata
rigenerativa - e scarica. Viene
anche fornito un acceleratore
supplementare (da 5-13 kW).

e Full-hybrid (fHEV): Fonda-
mentalmente, si tratta di un
mHEV ma con un motore elet-
trico leggermente piu grande
(20-40kW) e una batteria ad
alta tensione. Lesempio piu
comune € dato dalla Toyo-
ta Prius, che in realta & stata
introdotta sul mercato prima
degli mHEV. Il veicolo mHEV
costituisce una soluzione in-
termedia, introdotta principal-
mente in Europa, per essere
in grado di assicurare la con-
formita a normative piu severe.
e lbridi plug-in (PHEV): Si tratta
di un fHEV con un motore elet-
trico pil grande e un motore a
combustione interna come
backup per quando le batterie
sono scariche. Il PHEV utilizza
batterie ricaricabili che posso-
no essere collegate a una sor-
gente di alimentazione elettri-
ca esterna.

* Veicoli elettrici (EV): Ci sono
due sottocategorie di veicoli
elettrici; quelli con un range
extender, che & un motore
a combustione utilizzato per
caricare la batteria; e i veri EV
a “zero emissioni”. Questi ul-
timi sono noti principalmente
come Vveicoli elettrici a batte-
rie (BEV), che dispongono di

una batteria ad alta tensione
di grandi dimensioni. Il modello
pit famoso & senza dubbio la
Tesla, ma altre case automobi-
listiche, come la Renault con il
modello Renault ZOE, deten-
gono attualmente una quota
di mercato maggiore. Esistono
anche i veicoli elettrici a celle
a combustibile (FCEV), ma
questo tipo di veicolo & meno
comune. Gli FCEV utilizzano
celle al combustibile e un ser-
batoio di idrogeno come fonte
di energia.

Lelettrificazione comporta
la riduzione delle emissioni
dico,

E importante notare che esi-
ste una correlazione signifi-
cativa fra il tipo di HEV/EV e
la riduzione delle emissioni di
CO,; con l'aumento dell'elettri-
ficazione, le emissioni di CO,
diminuiscono di conseguenza.
Mentre le micro hybrid han-
no portato ad una riduzione
di CO, del 3-4% nel ciclo di
vita dei veicoli europei, la per-
centuale sale al 13-21% per
le mild hybrid, al 20-30% per
le full hybrid e al 50-75% per
le ibride plug-in. Un veicolo
completamente elettrico non
produce affatto emissioni (non
considerando la produzione di
energia necessaria per carica-
re la batteria).

Normalmente, le emissioni di
CO, sono fortemente influen-
zate dal peso della vettura.
Un’interessante evoluzione &
che i modelli di vetture HEV
o EV di fascia alta non produ-
cono necessariamente piu in-
quinamento, pur essendo piu
pesanti. Ad esempio, la Volvo
V40 con motore a combustio-
ne interna & caratterizzata da
emissioni di CO, molto supe-
riori rispetto alla Volvo V60 ibri-
da plug-in.

Nuovi operatori fanno

ingresso nel mercato

Il mercato degli HEV/EV cre-
scera prevedibilmente del 25%
nei prossimi otto anni. La quota
di mercato dei veicoli full hybrid
rimarra stabile, con la crescita
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determinata prevalentemente
dai modelli mild hybrid, ibridi
plug-in e BEV. Con un numero
stimato di autovetture paria 20
milioni entro il 2024, il mercato
degli HEV/EV avra le stesse
dimensioni dellattuale mer-
cato delle auto diesel, rappre-
sentando il 20% del totale.

Il mercato degli HEV/EV € un

ventualita di non riuscire a
raggiungere la propria desti-
nazione o di dover aspettare
ore per ricaricare la batteria.
Tuttavia, i modelli ibridi plug-
in ed EV con range extender
vanno in qualche modo a mi-
tigare queste paure. Nel frat-
tempo, i produttori provenienti
da un’ampia varieta di settori

buon esempio di “effetto palla
di neve’. Nel 2001, erano di-
sponibili solo due veicoli elettri-
ci sul mercato europeo; la To-
yota Prius e la Honda Insight.
La Toyota Prius era il leader
indiscusso con una quota di
mercato pari al 95%. Nel 2009,
la quota di mercato di Toyota €
scesa al 53% con l'ingresso di
nuovi attori del mercato, qua-
li Mercedes-Benz e Lexus. lI
Giappone ¢ stato chiaramente
il pioniere del settore, con tre
delle quattro case automobi-
listiche che producono HEV
provenienti da quel Paese. Nel
2014 & comparso un grande
numero di nuovi operatori, tra
cui Citroén, Peugeot, Mitsu-
bishi e Volvo. Questo & un
chiaro segno di passaggio da
un mercato emergente a uno
consolidato.

Le opportunita

di business

Ci sono ancora alcuni osta-
coli da superare prima che il
veicolo elettrico possa dav-
vero conquistare i cuori dei
consumatori in tutto il mon-
do, soprattutto per quanto ri-
guarda la gamma di batterie
e il tempo di ricarica. Oggi, i
proprietari di auto elettriche
restano preoccupati per l'e-

stanno lavorando con grande
impegno per trovare soluzioni
realistiche a questi problemi,
il che significa che & solo una
questione di tempo prima che
questi ostacoli vengano ri-
mossi. All'inizio il mercato era
estremamente scettico riguar-
do alla Toyota Prius. Ma Toyo-
ta & stata irremovibile - e con
successo, poiché da allora
sono stati venduti piu di 4 mi-
lioni di modelli. Oggi altre case
automobilistiche, tra cui molte
Europee, stanno seguendo
Fesempio di Toyota. Quindi,
e chiaro che lavanzata dei
veicoli elettrici non pud es-
sere arrestata. Questa & una
buona notizia per i produttori
di sensori, dato che lelettrifi-
cazione va di pari passo con
una piu ampia disponibilita di
sensori. Siccome la ricarica
veloce sara importante, an-
che il raffreddamento costitu-
ira una priorita per evitare pro-
blemi di surriscaldamento. Cio
fara sicuramente aumentare
la domanda di circuiti integrati
per il pilotaggio dei motori e
anche la necessita di sensori
di corrente, di posizione e di
velocita sara significativa. Per
il mercato dei sensori per au-
tomotive si prospetta un futuro
decisamente brillante.

Intel vende

Wind River

ANTONELLA PELLEGRINI

Intel ha intenzione di abbando-
nare il mercato del software? E
la domanda che si fanno alcuni
analisti. Ricordiamo che Intel ave-
va acquisito Wind River per 884
milioni di dollari nel 2009 e ora
& pronta a cedere alla societa di
software TPG, una societa di ive-
stimenti, che peraltro ha gia una
parte di Mcafee. Il presidente di
Wind River, Jim Douglas, € il suo
attuale team dirigenziale saranno
a capo della nuova societa, una
volta conclusa la transazione. “Il
nostro team tecnologico & foca-
lizzato a supportare aziende forti
e leader di mercato nei settori in
crescita’, ha dichiarato Nehal Raj,
partner e head of technology inve-
sting di TPG. “Vediamo grandi op-
portunita di crescita nel mercato
del software industriale grazie alla
convergenza di Internet of Things
(IoT), dispositivi intelligenti e edge
computing. In qualita di leader di

mercato, con un solido portafoglio
di prodotti, Wind River potra be-
neficiare di queste tendenze del
mercato. Siamo entusiasti delle
prospettive che offre Wind Ri-
ver come societa indipendente e
pensiamo di investire sull'azienda
per una crescita sia organica che
inorganica”.

Una software house
indipendente

Wind River, fornitore di software e
servizi per dispositivi intelligenti e
interconnessi, ha aiutato le azien-
de tecnologiche di tutto il mondo
a produrre dispositivi piu sicuri. Il
software dell'azienda gestisce in-

Dopo essere stata
acquisita nel 2009
da Intel, Wind River
entrera nell’orbita
TPG

fatti i sistemi informatici delle piu
importanti infrastrutture moderne,
inclusi impianti di produzione, ed
¢ attiva in applicazioni per dispo-
sitivi medicali, aerei, ferrovie, au-
tomotive e reti di comunicazione.
| prodotti e le soluzioni di Wind
River consentono a progettisti,
ingegneri e sviluppatori di costru-
ire dispositivi, sensori, gateway
e reti intelligenti connessi e che
collegano i dati della macchina
agli ambienti IT e cloud. “Que-
sta mossa € stata pensata per
allinearci alle opportunita di cre-
scita offerte dalla strategia ‘data-
centric di Intel”, ha affermato Tom
Lantzsch, vicepresidente senior e
general manager dellInternet of
Things Group di Intel, in una nota.
“Wind River rimarra un importante
partner del nostro ecosistema e
continueremo a collaborare per
quanto riguarda le infrastrutture
software-defined. Ci aspettiamo
che questa transizione sia posi-
tiva per i nostri clienti e partner”.
“Questa acquisizione consentira
a Wind River di diventare un for-
nitore di software indipendente, in
una posizione unica per la digital
transformation allinterno dei seg-
menti di infrastrutture critiche, gra-
zie al nostro portafoglio completo
edge-to-cloud”, ha affermato Jim
Douglas, presidente di Wind Ri-
ver. “Allo stesso tempo, TPG for-
nira a Wind River la flessibilita e le
risorse finanziarie per alimentare
le nostre numerose opportunita di
crescita come societa di softwa-
re standalone, che consente di
implementare sistemi intelligent,
sicuri e affidabili”. Non sono sta-
ti comunicati i termini finanziari.
Laccordo dovrebbe concludersi
nel secondo trimestre del 2018.
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Nuove opportunita

con la tecnologia 3D

11 2017 ha visto una svolta decisiva per la tecnologia 3D per i chip

nei prodotti commerciali. Prima di allora I’'industria era sembrata piuttosto
scettica rispetto a questa tecnologia, ma ora sta cominciando a rendersi
conto che il 3D non deve necessariamente costare di piu. Crea, invece,
nuove possibilita e opportunita

ERrRic BEYNE
Fellow e program director 3D system
integration - imec

1l 3D sul mercato

Nel 2017 abbiamo visto
iniziare a comparire la tec-
nologia 3D per i chip in una
gamma di diversi prodotti
commerciali. Per esempio,
l'iPhone 8 utilizza il senso-
re di immagine “stacked” di
Sony. Questo sensore offre
una qualita unica delle im-
magini sia per le foto che
per i video perché il sen-
sore di immagine, il chip di
elaborazione e la memoria
sono stati raggruppati per
creare una singola unita.

Il 3D & anche la strada da
percorrere per la memoria.
Si consideri, per esempio,
I'uso crescente di moduli a
elevata larghezza di banda.
Questi moduli contengo-
no 4 o 8 chip di memoria
DRAM sovrapposti sul chip
del processore. Nel 2017
sia AMD che Nvidia hanno
portato sul mercato potenti
processori basati su questo
principio. Questi processori
possono essere utilizza-
ti in laptop di fascia alta,
cosi come per applicazioni
connesse  all'intelligenza

artificiale. Il 2017 ha inoltre
fornito un notevole impulso
alla tecnologia “fan-out wa-

Lo scenario

per la tecnologia
3D per i chip
prospettato

da imec

fer-level packaging” (WLP).
Il fan-out WLP dovrebbe
essere considerato come
il passaggio logico suc-
cessivo al WLP standard,
affrontando il problema del
crescente disallineamento
e del gap di interconnessio-
ne tra chip e circuito stam-
pato. I chip sono tagliati da
un wafer di silicio e trasferiti
su un wafer di supporto,
dove sono posizionati piu
distanti rispetto al wafer
originale. Il wafer ricostrui-
to viene quindi rivestito con
un composto epossidico,
uno strato di ridistribuzione
e sfere di saldatura. La tec-
nologia & stata sviluppata

circa 15 anni fa da Infineon,
ma attualmente sta avendo
un vero e proprio revival
come modo efficace per so-
vrapporre i wafer uno sopra
laltro. Il processore Apple
A10, per esempio, utiliz-
za la tecnologia fan-out di
TSMC, chiamata inFO, per
sovrapporre la memoria
DRAM alla CPU.

La tecnologia

piu adatta per ogni
building block

Nei prossimi anni vedre-
mo l'uso della tecnologia
3D per i chip in una gam-
ma sempre piu ampia di
applicazioni, specialmente
laddove tali applicazioni
richiedono una elevata di
potenza di calcolo e ca-
pacita di memoria. Questi
impieghi comprenderanno
server multi-core e applica-
zioni relative all'intelligenza
artificiale. | sistemi diven-
teranno anche sempre piu
“eterogenei”, il che significa
che la tecnologia 3D ¢ es-
senziale. Un sistema ete-
rogeneo € costituito da vari
componenti  specializzati,
come memorie, sensori di
immagine, elettronica IlI-V
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per funzioni analogiche e
RF, processori, elettroni-
ca a bassa potenza ecc.
Progettando e realizzando
ciascuno di questi compo-
nenti separatamente con
la tecnologia piu appro-
priata e successivamente
integrandoli tutti in un’unica
unita tramite la tecnologia
3D, saremo in grado di fare
progressi ancora maggio-
ri in termini di prestazioni,
costi e consumo di energia
dei sistemi elettronici.

Il collegamento

wafer-to-wafer

A imec abbiamo creduto
a lungo nelle potenzialita
della tecnologia 3D e stia-
mo dedicando una gran-
de quantita di energia per
il suo miglioramento. Nel
2017, per esempio, ab-
biamo ottenuto risultati
eccellenti con il collega-
mento wafer-to-wafer. Du-
rante I'anno, siamo riusciti
a ridurre ulteriormente la
distanza tra i collegamenti
dei chip (passo) nel bon-
ding ibrido wafer-wafer a
1,4 um (rattuale passo
standard nellindustria &
6 pm). Riteniamo che un
passo di 0,7 pm dovreb-
be essere possibile per
il 2018. Questa ricerca €
strettamente legata al la-
voro dei fornitori di appa-
recchiature 3D che fanno
parte del nostro program-
ma 3D. Sempre nel 2017,
nell’area del collegamento
wafer-to-wafer, ma questa
volta per la tecnologia Via-
Last, siamo riusciti a ridur-
re il diametro delle inter-
connessioni  metallizzate
nel silicio (Through-silicon
Via) a 1 um, con un passo
di 2 um (lo standard attuale
nellindustria & un diametro
di 5 pm e un passo di 10
pm). Nel 2018 amplieremo
ulteriormente la nostra tec-
nologia ottimizzata per in-
cludere la sovrapposizione
di 4, 8 e 16 wafer. La so-
vrapposizione di cosi tanti

wafer & particolarmente im-
portante per le applicazioni
di memoria. Per la tecnolo-
gia die-to-wafer siamo stati
in grado di raggiungere al
momento un passo di 10
pm per le microbump. Nel
2017, l'attenzione si € con-
centrata sullo sviluppo di
tecniche di bonding colletti-
vo in modo che il processo
die-to-wafer possa essere
eseguito piu velocemente
e a un costo inferiore. Ne-
gli attuali processi die-to-
wafer i chip sono ancora
trasferiti uno per uno.

Con il bonding collettivo,
d’altra parte, i chip sono
posti su un wa-
fer di supporto e
trasferiti  insieme
a un altro wafer
per il bonding.
Nel 2017, abbia-
mo sviluppato un
concept flow per
questo processo e
dimostrato la sua
fattibilita per I'indu-
stria. Abbiamo an-
che garantito che
il processo possa
essere utilizzato
per trasferire chip
non di silicio su
wafer di silicio (come 1/O
ottici, laser, 1lI-V, amplifica-
tori di potenza, microLED
ecc.). Questo ampliamento
della tecnologia & impor-
tante per il futuro, perché
ci occuperemo sempre piu
di sistemi eterogenei com-
posti da componenti spe-
cializzati. Il panorama della
tecnologia 3D di imec. Pre-
feriamo non parlare di una
roadmap perché per il 3D ci
saranno molte opzioni che
lavoreranno affiancate, an-
che all'interno di un singolo
sistema.

Raffreddare i chip
con microjet

La strada piu innovativa
che abbiamo intrapreso nel
2017 e sicuramente quella
delluso della prototipazio-
ne 3D per i package di chip
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Guarda alla
tecnologia 3D
per i chip come
un modo per
migliorare il tuo
sistema, non
come una spesa
aggiuntiva
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e piu specificamente lo svi-
luppo di un nuovo concetto
per il raffreddamento dei
chip. Ora che la risoluzione
della prototipazione 3D sta
migliorando continuamente,
sara interessante applicare
questa tecnologia ai sistemi
elettronici. Sara infatti pos-
sibile ottimizzare il design
del packaging del chip in
modo specifico per I'appli-
cazione, invece di utilizzare
un design standard (anche
qui, si ha una tendenza ver-
so la specializzazione). La
prototipazione 3D sembra
essere il modo perfetto per
tradurre il nostro concetto

di raffreddamento

dei chip in realta. Il

concetto  consiste

nel mettere strati

microfluidici sul lato

posteriore del chip,

che quindi dirigono

piccoli microjet sul

chip e cosi facendo

disperdono il calo-

re in modo molto

efficiente. Le pre-

stazioni - e il costo

- di questo sistema

di raffreddamento

sono migliori anche

dell’attuale pro-
cesso piu all’avanguardia.
Questo & vero soprattutto
perché i vari strati interme-
di possono essere lasciati
fuori e il lato posteriore del
chip puo essere raffreddato
direttamente. Nel 2018 svi-
lupperemo  ulteriormente
questa tecnologia basata
sulla stampa 3D. Questo
ci consentira di ottimizzare
il design e portarlo in una
direzione che non & pos-
sibile raggiungere con le
tecnologie di produzione
convenzionali. Questi pro-
gressi comprenderanno il
completamento e la pro-
gettazione 3D dei canali di
alimentazione al fine di evi-
tare inutili cali di pressione
(= perdite). Quindi saremo
in grado di distribuire il re-
frigerante sulla superficie
nel miglior modo possibile.

Ridotti i tempi di sviluppo del test
di veicoli elettrici

Subaru utilizza un sistema hard-
ware-in-the-loop NI per la simu-
lazione delle condizioni stradali
riducendo i costi di sviluppo del
33 per cento rispetto all’utilizzo di
soluzioni di altri fornitori

La tecnologia HIL (hardware-
in-the-loop) di NI, il fornitore di
sistemi che permette a ingegneri
e tecnici di accelerare la produt-
tivita, I'innovazione e la scoperta,
e utilizzata dai produttori leader
del settore Automotive com Suba-
ru per la simulazione di reali con-
dizioni stradali per il test di veicoli
elettrici, con una notevole riduzi-
one di tempi e costi di test.
Tradizionalmente, gli ingegneri ef-
fettuano il test dei veicoli su piste
di collaudo o strade pubbliche per
verificare le prestazioni e la si-
curezza del veicolo.

Tuttavia, alcune limitazioni, come
le condizioni meteorologiche e le
condizioni della superficie strad-
ale possono rendere difficoltosi
i test riproducibili sulle strade
in tempi rapidi. Inoltre, i veico-
li elettrici sono estremamente
complessi dato che includono
numerosi sottosistemi intercon-
nessi e questa complessita rende
molto impegnativo il lavoro degli
ingegneri di test che necessitano
di accorciare i tempi di sviluppo
e ridurre i costi. Per affrontare
queste sfide, Subaru ha sostituito
le strade nei test di validazione
con una soluzione di simulazione
HIL di NI basata su hardware PXl e
software LabVIEW.

Con il sistema HIL, Subaru é in
grado di testare in modo completo
ed efficiente il controller embed-
ded di un veicolo in un ambiente
virtuale prima di eseguire la di-
agnostica del sistema completo
in condizioni reali. “Utilizzando i
prodotti NI PXI e LabVIEW, siamo
stati in grado di implementare
completamente un sistema HIL
personalizzato in sole due setti-
mane, sviluppando internamente il
nostro software. Questa soluzione
ci ha permesso di ridurre notevol-
mente i costi di sviluppo rispetto
all’utilizzo di soluzioni di altri for-
nitori e grazie a LabVIEW siamo
riusciti a ridurre i costi di sviluppo
software di circa un sesto risp-
etto ai costi che avremmo dovuto
sostenere per assegnare il lavoro
ad uno sviluppatore esterno”.
Daisuke Umiguchi - electrified
power unit research and experi-
ment Dept., Subaru Corporation
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Il framework MEIF mette
a disposizione degli svi-
luppatori una serie di in-
terfacce ben definite, pro-
gettate per integrare ed
estendere le API gia pre-
senti negli SDK (Softwa-
re Development Kit) per
software embedded offerti
dai vendor di servizi cloud.
Grazie a tali interfacce, il
framework MEIF agevola
lintegrazione delle reti In-
dustry 4.0 con i backend
di virtualmente tutti i prin-
cipali servizi cloud, tra i
quali: AWS (Amazon Web
Services), Eclipse IoT, Mi-
crosoft Azure e Siemens
MindSphere.

Il framework MEIF & to-
talmente indipendente dal
sistema operativo, suppor-
ta qualsiasi architettura di
processore, inclusi Arm
e x86, ed & totalmente
scalabile, potendo esse-
re utilizzato tanto per gli
end-node (tipicamente I[i-
mitati da stringenti vinco-
li di risorse), quanto per i
gateway loT e gli apparati
per infrastrutture edge/
fog, equipaggiati con i piu
avanzati processori multi-
core disponibili.

Tramite questo approccio
basato su framework, il pro-
dotto MEIF fornisce una so-
luzione completa in grado di
ridurre sia i costi che i rischi
comunemente affrontati dai
produttori di apparecchiatu-
re 10T, che sono relativi al
porting e alla scalabilita dei
dispositivi, al riutilizzo del
codice e alla integrazione
dei backend.
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Framework
per applicazioni IOT embedded

Completezza e indipendenza dal cloud vendor: queste le peculiarita del nuovo
Mentor Embedded loT Framework (MEIF), un prodotto progettato per assistere
i team di sviluppo nella creazione, gestione e protezione di dispositivi smart

“cloud-ready” per applicazioni in ambito Industry 4.0

Ostacoli

alla diffusione di loT
Secondo una ricerca con-
dotta da Penton Publishing
i principali fattori che fre-
nano, in tutto il mondo, I'a-
dozione di soluzioni loT da
parte delle organizzazioni
sono costituiti dai timori
relativi alla sicurezza ed ai
costi. Il framework MEIF af-
fronta senza mezzi termini
entrambe queste sfide, me-
diante tecnologie avanzate
progettate per abbassare
i costi di implementazio-
ne dell'loT, pur fornendo al
contempo meccanismi di si-
curezza allo stato dell’arte.
Mentor ha investito per anni
nelle tecnologie relative a
strumenti e piattaforme run-
time dedicati a soddisfare
gli specifici requisiti dei pro-
duttori di apparecchiature
industriali e medicali, come
ad esempio le certificazioni
di sicurezza, il supporto per
i protocolli industriali piu dif-
fusi e la possibilita di imple-
mentare le caratteristiche

scoT
MORRISON

Strati software
e componenti
del’Embedded
loT framework
di mentor

di sicurezza piu innovative.
Con il nuovo Mentor Em-
bedded loT Framework La
societa prosegue nellam-
pliamento della nostra offer-
ta per il mercato industriale,
affrontando ora una serie
di nuove importanti sfide
associate alla sicurezza,
alla portabilita, al riutilizzo
del codice ed ai requisi-
ti dei contesti multi-cloud.
L“expertise” e I'ampiezza
dell’offerta nellambito del-
le tecnologie per il softwa-
re embedded ha portato al
lancio di questo Framework
loT, sicuro e ricco di servizi
di elevato valore dedicati ai
clienti impegnati nello svi-
luppo di soluzioni Industry
4.0, per aiutarli a rispettare i
tempi e minimizzare i rischi.

Informazioni
approfondite

per migliorare
affidabilita e uptime

Il framework MEIF suppor-
ta un’ampia varieta di ser-

vizi che agevolano la rea-
lizzazione delle funzionalita
di backend delle comunica-
zioni e delle applicazioni,
tra le quali: autenticazione
e provisioning degli appa-
rati; configurazione e con-
trollo; monitoraggio e dia-
gnostica; aggiornamento e
manutenzione del software.
Il framework include inol-
tre avanzate funzionalita
che assistono i produttori
nella gestione dellaffida-
bilita, dell’'uptime, nonché
della qualita complessiva
dei dispositivi smart per
Industry 4.0. Fra queste vi
sono: monitoraggio e dia-
gnostica della salute del si-
stema operativo, reporting
della memoria disponibile
e dell'utilizzo della CPU,
profiling del sistema e sup-
porto per allarmi ed eventi.
Il framework MEIF & inol-
tre progettato per essere
espandibile, consentendo
ai produttori di integrare ed
abilitare anche proprie pro-

Framework Agent

Device Management ‘ Diagnostics
Software Updates ‘ System Health Monitoring
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cedure diagnostiche custo-
mizzate. Il profiling remoto
dei dispositivi connessi vie-
ne realizzato mediante l'uti-
lizzo dei familiari strumenti
di Mentor Embedded.

Sicurezza a partire
dalle fondamenta

Il framework MEIF incor-
pora le piattaforme runti-
me Mentor Embedded, le
quali supportano la sicu-
rezza del dispositivo fin
dal momento della sua
accensione, mediante la
combinazione di una root
of trust integrata nell’har-
dware e di una completa
chain of trust del software.
Il framework MEIF esten-
de tuttavia questo livello
di sicurezza fino al cloud,
abilitando la connessione
sicura al dispositivo e l'u-
pload bulk dei dati, nonché
linstallazione degli aggior-
namenti software e la ge-

—

stione dell’apparato in mo-
dalita sicure. In aggiunta,
il framework include una
utility dotata di interfaccia
grafica per la creazione,
la firma e la cifratura di
package contenenti risor-
se da inviare agli apparati,
ove potranno essere va-
lidate in modo sicuro ed
autenticate prima di esse-
re applicate ai dispositivi
embedded.

La versione base del fra-
mework MEIF per il RTOS
Embedded Nucleus di Men-
tor o per Mentor Embedded
Linux, per una licenza a
progetto illimitata nel tem-
po, & disponibile al prezzo di
$ 90K (USD), piu il canone
annuale di manutenzione.
In aggiunta alla versione
base sono disponibili altre
configurazioni, che possono
anche includere boot leader
sicuri customizzati o servizi
di integrazione.

.

Per ulteriori informazioni sul prodot-

to, & possibile contattare un referen-
te commerciale Mentor, o visitare il sito web
alla pagina: https://www.mentor.com/em-
bedded-software/iot-framework.

Il device
management
e un elemento
chiave della
strategia loT

Nuova soluzione di sicurezza
Wibu-Systems ha completato con
successo il processo di inte-
grazione di CodeMeter con In-
tel Software Guard Extensions
(Intel SGX) su piattaforme Win-
dows CodeMeter & una tecnolo-
gia totalmente incentrata sulla
protezione automatica o manu-
ale di software, firmware e dati.
Combina i piu recenti metodi
crittografici a prova di hacker
con elementi sicuri di tipo hard-
ware, software o cloud, in cui
le chiavi crittografiche e i diritti
di licenza vengono archiviati in
modo sicuro. La soluzione alta-
mente sofisticata, ma di facile
utilizzo, puo essere eseguita
su computer, dispositivi mobili,
sistemi embedded, PLC e persi-
no microcontrollori. In partico-
lare, CodeMeter SmartBind e
la variante brevettata, che crea
un’impronta digitale del dispos-
itivo di destinazione; il suo mec-
canismo di tolleranza garan-
tisce che le chiavi crittografiche,
memorizzate nel file di licenza
sicuro (CmActLicense), riman-
gano valide quand’anche i com-
ponenti hardware del disposi-
tivo venissero sostituiti entro il
livello di tolleranza selezionato.
CodeMeter Binding Extension
consente un’implementazione
personalizzata del meccanis-
mo di vincolamento. Intel SGX
€ un’estensione architettura-
le progettata per incremen-
tare la sicurezza del codice
dell’applicazione e dei dati e
prevenire una loro divulgazione
o manomissione. Gli sviluppa-
tori di software che si avvalgano
dell’SDK di Intel SGX possono
archiviare i file binari in quelle
che vengono comunemente
chiamate enclave, ovvero aree
protette per I’esecuzione in me-
moria. Questo set di istruzioni &
disponibile per le piattaforme di
processori Intel Core™ di sesta,
settima e ottava generazione e
per i processori Intel Xeon E3.
Intel SGX fornisce un’enclave
per il codice binario da critto-
grafare all’interno della memo-
ria ad accesso casuale (RAM).
Quando questa tecnologia vi-
ene integrata con CodeMeter,
gli ISV non beneficiano solo di
un’area nascosta nell’enclave
RAM, dove archiviare i loro
dati sensibilii, ma anche di
un’enclave Binding Extension,
ovvero un’area di archiviazi-
one sicura sul dispositivo. Il
risultato: il codice non puo es-
sere modificato o debugato in
memoria e la memoria stessa é
protetta.

Ottenuta la certificazione

ISO 26262

Rohm é& stata certificata per
il processo di sviluppo dei
componenti sulla base degli
standard I1SO 26262*1, disci-
plinanti la sicurezza funzio-
nale*2 per i prodotti automotive,
dall’autorita di certificazione
indipendente TUV Rheinland in
Germania. Grazie a tale certifica-
zione, i dispositivi di ROHM per il
settore automotive (in funzione
dei requisiti definiti) possono
raggiungere il massimo livello
di sicurezza (ASIL-D) previsto
da questi standard, adottando
specifici processi di sviluppo.
Con l'aumentare della diffusio-
ne di sistemi complessi e delle
richieste di elevata funzionalita
a bordo delle autovetture, nel
2011 e stata fissata la ISO 26262
quale norma internazionale di
settore per la sicurezza funzio-
nale, al fine di soddisfare le cres-
centi sointe del mercato globale
verso applicazioni automotive
ad elevata sicurezza. Negli ul-
timi anni il ritmo delle rivoluzioni
tecnologiche, come quelle che
hanno coinvolto i sistemi ADAS,
ha subito un’accelerazione; &
stato quindi necessario porre
un obiettivo di sicurezza an-
che a livello dei semiconduttori
(che rappresentano il cuore dei
sistemi a bordo) per garantire la
sicurezza delle autovetture.

ReliaGATE 20-25

ottiene certificazione SAP
Eurotech annuncia che il suo
ReliaGATE 20-25 ha ottenuto la
certificazione SAP come Built
on SAP Cloud Platform. Il Re-
liaGATE 20-25 aiuta le aziende a
ottimizzare i processi produttivi
e a raccogliere e gestire i dati
sul campo offrendo funzionalita
avanzate di gestione remota dei
dispositivi come la manutenzi-
one predittiva e la diagnostica.
“Siamo orgogliosi di annunciare
che il nostro ReliaGATE 20-25 ha
ottenuto la certificazione Built on
SAP® Cloud Platform” afferma
Giuseppe Surace, CP&MO di
Eurotech. “La capacita del Re-
liaGATE 20-25 di integrarsi con
le soluzioni cloud di SAP dara
prova di portare molti benefici ai
nostri clienti attuali e futuri”. |l
SAP Integration and Certification
Center (SAP ICC) certifica che il
ReliaGATE 20-25 é costruito sul-
la piattaforma cloud di SAP. Le
applicazioni dei partner costruite
sulla piattaforma cloud di SAP
sono predisposte per funzionare
con le soluzioni cloud di SAP e
sulla piattaforma cloud di SAP.
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Porte sempre aperte

Grazie a una e-lock, In un futuro non troppo lontano,
non sara necessario correre a casa se avremo dimenticato
di chiudere a chiave la porta

BENJAMIN MOORE
Texas Instruments

Lintelligenza pud portare
molto lontano. Ma in molti
casi sara una rete di col-
legamenti a portarvi a de-
stinazione. Come nel caso
delle serrature elettroniche
intelligenti (e-lock). Grazie
alle recenti innovazioni di Tl
nel Wi-Fi a bassa potenza e
ai vantaggi di una connes-
sione diretta al cloud, presto
molte porte verranno aperte
da una nuova generazione
di e-lock con supporto Wi-Fi.
In un futuro non troppo lon-
tano, non sara necessario
correre a casa se avremo
dimenticato di chiudere a
chiave la porta. | consuma-
tori potranno aprire o chiu-
dere una e-lock con con-
nettivita Wi-Fi dal proprio
smartphone oppure, invece
di lasciare una chiave sotto
lo zerbino, potranno sempli-
cemente aprire la porta all’i-
draulico ovunque si trovino
e in qualsiasi momento.
Inoltre, potranno usufruire
di aggiornamenti software
piu rapidi grazie alla mag-
giore velocita del Wi-Fi.

Abbattere la barriera
energetica

La maggior parte delle e-
lock si basava inizialmente
su protocolli di connetti-
vita wireless peer-to-peer
come Bluetooth o sull’iden-
tificazione a radiofrequenza
(RFID), che consentono
'accesso a una porta da un
dispositivo portatile o trami-
te scheda di identificazione.

Tuttavia, questi protocolli
non possono connettersi
direttamente a Internet o al
cloud senza passare attra-
verso un dispositivo inter-
medio come uno smartpho-
ne o un bridge collegato
allalimentazione elettrica
della casa. Al contrario, una
e-lock con connettivita Wi-
Fi & in grado di connettersi
direttamente al cloud attra-
verso l'access point Wi-Fi
della casa.

In precedenza, il notevo-
le consumo energetico di
alcune tecnologie di con-
nettivita Wi-Fi limitava la
connettivita wireless delle
e-lock ai protocolli a bassa
energia come Bluetooth
Low Energy e Sub-1 GHz.
Oggi, i microcontroller wi-
reless (MCU) Wi-Fi Simple-
Link e i processori di rete
hanno superato la barrie-
ra energetica in modo tale
che un’intera e-lock Wi-Fi e
Bluetooth Low Energy pos-
sa avere un’autonomia di
quasi quattro anni con quat-
tro batterie AA. La riduzione
del consumo energetico e
la disponibilita di una radio
Wi-Fi e di una MCU su un
singolo chip per eseguire
il codice dell'applicazione
consentono ai fornitori di e-
lock di ridurre drasticamen-
te i costi e la complessita
del design.

La Figura 1 mostra come
la serratura della porta con
connettivita Wi-Fi di una
casa possa connettersi di-
rettamente al cloud, il tutto
mentre viene gestita tra-
mite il dispositivo mobile

dell'utente.

Riduzione del
consumo energetico
Tl ha ottimizzato il proces-
sore di rete wireless Sim-
pleLink Wi-Fi CC3120 € la
MCU wireless CC3220 per
un basso consumo energe-
tico. Quando & collegato in
modo intermittente all’ac-
cess point, ossia prima di ri-
svegliarsi tramite il trigger di
un sensore o di un pulsante
prima di funzionare, il di-
spositivo CC3220 consuma
solo 4,5 pA (microampere).
Questo basso livello di con-
sumo energetico consente
un’autonomia della batteria

Fig. 1 - Con-
nessione di smart
lock al cloud

e smartphone

di quasi quattro anni.

Un'ulteriore funzionalita
di risparmio energetico
dei dispositivi CC3120/
CC3220 ¢ il loro rapido ci-

Bibliografia

con le serrature Smart Wi-Fi

clo di wake-up. Ad esem-
pio, se utilizzati in modalita
intermittente, questi dispo-
sitivi possono riattivarsi e
connettersi in modo sicuro
a un access point Wi-Fi lo-
cale inmeno di 310 ms e a
un server in meno di 200
ms con laiuto dei motori
di crittografia hardware. Di
conseguenza, i dispositivi
wireless Wi-Fi SimpleLink
possono rimanere in moda-
lita a basso consumo il piu
a lungo possibile e rispon-
dere quando necessario. In
modalita sempre connessa,
ossia la connessione di rete
o le “prese” rimangono sem-
pre attive, 'autonomia della
batteria € comunque pari a
1,5 anni. La connessione
continua allaccess point
rende possibile un accesso
on-demand senza compro-
mettere la durata della bat-
teria, grazie a una modalita
deep-sleep a basso consu-
mo energetico, alluso auto-
matico del Power Safe IEEE
802.11 (Institute of Electri-
cal and Electronics Engine-
ers) e agli intervalli di disat-
tivazione definiti dall’utente.
Grazie alla capacita di sele-
zione dinamica fra le moda-
lita intermittente e sempre

Per avere ulteriori informazioni sulle e-lock Wi-Fi citate in que-
sto rapporto applicativo, leggete “Serratura intelligente elettro-

nica con Wi-Fi SimpleLink”.

m Leggete il rapporto applicativo “Gestione dell’energia per sot-
tosistema di rete Internet-on-a-Chip Wi-Fi CC3120, CC3220".

u || post del blog dal titolo “Il benvenuto all’loT attraverso il pas-
saggio alle serrature elettroniche per porte” include un elenco
completo di risorse su come creare la propria e-lock.

m Troverete ulteriori circuiti integrati di Tl usati in progetti per
serrature intelligenti elettroniche.

u Ulteriori informazioni sulla famiglia Wi-Fi SimpleLink.
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connessa, € possibile otte-
nere il meglio di entrambi gli
aspetti. Spesso, una buona
parte dell’energia consu-
mata da un unita Wi-Fi &
imposta dal comportamen-
to dell’access point al quale
si connette. Lalgoritmo di
apprendimento della rete
MCU wireless di SimpleLink
Wi-Fi osserva il comporta-
mento dell’access point e
del percorso di rete e regola
di conseguenza le sue mo-
dalita di alimentazione, ridu-
cendo significativamente |l
consumo energetico.

La sicurezza

e possibile

Quanto sarebbe protetta
una casa se le-lock sulla
porta principale non offris-
se la massima sicurezza? |
dispositivi CC3120/CC3220
aiutano a difendersi dagli at-
tacchi over-the-air (OTA) con
una suite completa di misure
di sicurezza, inclusi motori di
crittografia on-chip, protocolli
di sicurezza Wi-Fi e un cata-
logo integrato di certificati di
root attendibili. Il core MCU
del dispositivo CC3220 e
la sua radio per connettivi-
ta Wi-Fi sono incapsulati in
ambienti su chip completa-
mente separati per proteg-
gere ulteriormente dal furto
di proprieta intellettuale (IR,
Intellectual Property) attra-

verso la porta Wi-Fi. Questo
elevato livello di sicurezza
e essenziale per gli aggior-
namenti OTA del firmware
dell’e-lock. Laccesso fisico
alla serratura non € neces-
sario per tali aggiornamenti
e I'lP crittografato trasmes-
SO a ogni e-lock rimane
protetto. Inoltre, i dispositivi
Wi-Fi SimpleLink incorpora-
no file fail-safe e protezione
bundle per preservare lin-
tegrita del sistema durante
un aggiornamento OTA. I
rischio di ritrovarsi con una
serratura intelligente inuti-
lizzabile (bricked) dopo un
aggiornamento OTA non &
pil un problema, poiché i
file protetti vengono tutti sal-
vati contemporaneamente,
dopo aver verificato che |l
sistema funzioni corretta-
mente. | dispositivi CC3120
e CC3220S/SF semplifi-
cano inoltre la protezione
del firmware dell’e-lock,
delle chiavi di accesso e
dei dati memorizzati nel
sistema. Un ID dispositivo
unico e integrato esegue
la crittografa del file system
e impedisce la clonazione
dell’e-lock e la lettura dei
suoi file da parte di un altro
dispositivo. E inoltre possi-
bile proteggere i singoli file
tramite crittografia, autenti-
cazione e token di accesso
per impedire qualsiasi com-

Fig. 2 - Schema
per serratura
intelligente con
microcontroller
wireless Wi-Fi
CC3220
SimpleLink

promissione dell’account di
un utente o bloccarlo an-
che nel caso di attacco.

Semplicita

e interoperabilita

del Wi-Fi

La Wi-Fi Alliance ha gia
certificato i dispositivi Wi-Fi
SimpleLink e questa cer-
tificazione & trasferibile da
Tl allutente. Il dispositivo
CC3220 ¢ disponibile anche
in un modulo drop-in auto-
nomo con connettivita Wi-Fi
e pronto alluso. Pertanto,
non & necessario essere
esperti di tecnologia Wi-Fi
per aggiungere rapidamen-
te la connettivita Wi-Fi all’e-
lock. Una volta sul mercato,
le approfondite procedure
di test dellinteroperabilita di
Tl assicurano che [le-lock
funzioni perfettamente con
praticamente qualsiasi ac-
cess point Wi-Fi. | dispositivi
SimpleLink sono testati per
linteroperabilita con oltre
225 access point Wi-Fi di
produttori di tutto il mondo,
garantendo bassi consumi
ovunque si trovino. Dopo
aver appreso i motivi per cui
I'utilizzo del Wi-Fi pud esse-
re un’ottima soluzione per
un progetto di connessione,
€ possibile consultare la Fi-
gura 2 con uno schema su
come costruire una serratu-
ra intelligente.

Semiconduttori: Il mercato europeo
continua a crescere

Nel mese di febbraio 2018, le vendite
di semiconduttori in Europa ammon-
tavano a 3,429 miliardi di dollari USA,
come riportato dalla ESIA, the European
Semiconductor Industry Association
, sulla base degli ultimi dati della WSTS
(World Semiconductor Trade Statistics),
che rappresenta un aumento del 21,7%
rispetto allo stesso mese del 2017 e
dello 0,9% rispetto al mese di gennaio
2018. Per il secondo mese consecutivo,
I’Europa & I'unica Regione al mondo con
una crescita su base mensile. Le vendite
mondiali di semiconduttori hanno rag-
giunto a febbraio 36.754 miliardi di dol-
lari, in calo del 2,2% rispetto a gennaio e
in aumento del 21% rispetto allo stesso
mese del 2017. | principali driver delle
vendite europee di febbraio sono stati i
dispositivi optoelettronici a semicondut-
tore (+ 3,4% rispetto a gennaio), logiche
(+ 2,7%) e discreti (+ 1,0%). Si segnala
che le vendite di chip per applicazioni
specifiche sono aumentate in modo
considerevole dal mese di gennaio (+
2,7%). A febbraio, gli effetti del tasso di
cambio hanno influenzato in modo sig-
nificativo il quadro delle vendite europ-
ee. In euro, le vendite di semiconduttori
sono state pari a 2,829 miliardi di euro
a febbraio 2018, in calo dello 0,8% ris-
petto al mese precedente e in aumento
del 6,5% rispetto allo stesso mese di un
anno fa. Dall'inizio dell’anno la crescita
nelle vendite é pari al 5,5%.

Soluzioni innovative per i clienti
Amphenol RF (www.amphenolrf.com/inno-
vation) presenta laInnovation Showcase,
la vetrina che mostra le soluzioni speci-
fiche per i clienti, progettate dal team di
esperti ingegneri della societa. In parti-
colare, questa vetrina dell'innovazione
presenta prodotti sviluppati attraverso
la collaborazione con i clienti, per risol-
vere problemi che richiedono soluzioni
personalizzate. Llnnovation Showcase
fungera da piattaforma dedicata, ag-
giornata regolarmente con esempi di
soluzioni specifiche per il cliente. Attu-
almente presente in questa pagina € la
serie di prodotti AFl-Dart, un sistema di
connettori rettangolari scheda-scheda;
Generation 4.0 FAKRA, una soluzione di
interconnessione economica per appli-
cazioni ad alto volume; e I'adattatore da
HSD a USB, un adattatore relé montato a
pannello che non richiede cavi di colle-
gamento. Amphenol RF & un produttore
leader di connettori coassiali da utiliz-
zare nelle applicazioni di radiofrequen-
za, microonde e sistemi di trasmissione
dati. Amphenol RF, con sede a Danbury,
nel Connecticut, ha sedi globali di ven-
dita, marketing e produzione in Nord
America, Asia ed Europa. | prodotti stan-
dard includono connettori RF, adattatori
coassiali e cavi RF. | prodotti personaliz-
zati includono interconnessione multi-
porta, blind mate e soluzioni ibride

brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
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Lelettronica del futuro?

Sara riciclabile

Grazie a un finanziamen-
to europeo, Gianluca Fiori
dell’Universita di Pisa studiera una
tecnologia che puo aprire la por-
ta a innumerevoli applicazioni.
Un foglio di carta e una semplice
stampante a getto d’inchiostro:
€ tutto quello che, in uno sce-
nario futuribile, potrebbe ser-
vire per fabbricare dispositivi di
elettronica di consumo — come
un telefonino o una radio — con il
vantaggio di poter avere sistemi
“personalizzati”’, a basso impatto
ambientale, facilmente smaltibili
e riciclabili. Parlando con il pro-
fessor Gianluca Fiori, docente
di Elettronica al dipartimento
di Ingegneria dell’informazione
dell’Universita di Pisa, tutto
questo appare vicino e realizza-
bile, in particolare grazie a un
progetto di ricerca finanziato
dall’Europa con un ERC Consoli-
dator Grant, che nei prossimi 5
anni sara portato avanti dal suo
gruppo. Lo studio, condotto in
collaborazione con I’Universita
di Manchester, riguarda le appli-
cazioni di materiali bidimension-
ali, come il grafene, nel campo
dell’elettronica per la costruzi-
one di circuiti elettronici con-
tenuti per esempio nei nostri
computer e smartphone, e che
in futuro potranno essere stam-
pati su supporti flessibili come la
carta. “Grazie alla collaborazione
con I’Universita di Manchester,
insignita del premio Nobel 2010
per le ricerche sul grafene - spie-
ga Fiori - possediamo degli in-
chiostri ricavati da questo mate-
riale del tutto simili agli inchiostri
delle nostre stampanti, ma con
proprieta elettroniche eccellenti.
Questa tecnologia puo aprire la
porta a innumerevoli applica-
zioni, che vanno da etichette in-
telligenti per I'industria 4.0 a dis-
positivi biomedicali per I’analisi
dei segnali biometrici, a metodi
smart anti contraffazione, giusto
per citarne alcune”. Il professor
Fiori e il suo gruppo di ricerca
stanno dunque lavorando per
rendere reale quello che ora,
nelllimmaginario collettivo, sem-
bra un film di fantascienza: “La
nostra € una ricerca di base, ma
in quanto scienziati siamo chia-
mati a “sognare” e ipotizzare
scenari futuri in cui i nostri studi
trovino un’applicazione concreta
nella realta: i finanziamenti che
vengono dall’Europa ci aiutano
proprio in questo”.
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Apple dira
addio a Intel?

Secondo fonti di Bloomberg, Apple avrebbe approvato
un piano per sostituire i chip di Intel attualmente usati
nei Mac con processori sviluppati in-house

ANTONELLA PELLEGRINI

Un articolo apparso su
Bloomberg (https://www.
bloomberg.com/news/
articles/2018-04-02/ap-
ple-is-said-to-plan-move-
from-intel-to-own-mac-chips-
from-2020) rivela che Apple
potrebbe sostituire nei Mac
i processori x86 di Intel con
chip realizzati in-house. An-
che i computer di Apple
avrebbero dunque chip pro-
dotti in casa, come gia acca-
de per gli iPhone e gli iPad,
un passaggio che perd non
dovrebbe esser immediato,
ma nel 2020. Liniziativa ha
un nome in codice, “Kalama-
ta’, ed & ancora in una fase
di sviluppo iniziale. Inoltre,
fa parte di una strategia piu
ampia per far funzionare la
famiglia di dispositivi Apple
in modo piu uniforme. Brut-
te notizie, dunque, per Intel,
non tanto per limpatto sul
volume ma perché potrebbe
creare un pesante “prece-
dente”, come ha spiegato

Per iMac Pro,
Apple ha scelto
di optare

per un processore
Intel Xeon

Kevin Cassidy, analista di
Stifel Nicolaus & Co., a Blo-
omberg: “Non vediamo per
ora ricadute importanti sui
guadagni del chipmaker, ma
il problema assumerebbe
proporzioni maggiori se la
scelta di Apple si inserisse
in un pit ampio trend: grandi
clienti che sviluppano da soli
i loro componenti”. E aggiun-
ge: “Non ci aspettiamo altri
produttori di PC diano il via
alla progettazione delle pro-
prie CPU”. Kinngai Chan,
analista del gruppo Summit
Insights, afferma: “Anche se
e possibile che Apple pos-
sa sostituire Intel in alcune
delle sue linee di prodotto,
pensiamo che sara difficile
per Apple sostituire comple-
tamente Intel entro il 2020,
specialmente per quanto
riguarda i prodotti di fascia
alta”.

Nuovi chip

per i nuovi Mac

Il Mac gioca un piccolo ruo-
lo nel quadro finanziario

|

complessivo di Apple, con
vendite pari a 19,2 milioni
di unita 'anno scorso e rap-
presenta I'11% dei ricavi di
Apple. Lallontanamento da
Intel sarebbe un importan-
te cambiamento per la sua
linea Mac, e avviene dopo
anni di crescente attenzione
sulla progettazione dei pro-
pri chip per i suoi dispositivi.
La societa ha infatti proget-
tato i propri processori per
iPhone dal rilascio di iPhone
4 nel 2010, e la decisione
di Apple arriva dopo anni
di rapidi miglioramenti ed
evoluzioni dei processori
basati su ARM che Apple
ha integrato nei suoi dispo-
sitivi iOS, Apple Watch e
Apple TV. Come detto, tutto
il processo avverra in modo
graduale e secondo alcune
voci lo stesso Mac verra ri-
progettato per garantire il
miglioramento delle presta-
zioni, mentre [I'evoluzione
dei nuovi chip portera alla
sostituzione completa an-
che dei potenti chip Xeon, il
cuore degli ultimi modelli di
iMac Pro. Lultimo importan-
te cambiamento di Apple nei
processori del Mac risale al
2005, quando fu Steve Jobs
ad annunciare il passaggio
dai chip PowerPC di IBM a
quelli di Intel. Secondo gli
esperti, i chip Intel rimarran-
no piu a lungo sulle mac-
chine di fascia alta, come
'iMac Pro e la prossima ver-
sione del Mac Pro, attesa
entro 'anno, fino a quando
lazienda non sara in grado
di produrre internamente
chip abbastanza potenti da
soddisfare le esigenze de-
gli utenti Mac professionisti.
Come accennato, progetta-
re i futuri computer in base
ai propri chip consentireb-
be ad Apple una maggiore
flessibilita nel lancio di nuo-
vi prodotti e negli aggior-
namenti ma garantirebbe
anche un ulteriore livello di
controllo dell’hardware, con
una maggiore sicurezza per
gli utenti.



‘ Tre domande a Lee Morgan,
Market Development Manager

Tektronix

A CURA DELLA REDAZIONE

D: Dal suo punto di vista,
come sta andando il merca-
to?

R: Negli ultimi anni ci siamo
sempre piu concentrati sullo
sviluppo di applicazioni e so-
luzioni che potessero soddi-
sfare le esigenze specifiche
dei clienti. Stiamo ora imple-
mentando la fase successiva
dellevoluzione  dellazienda,
che mira a ridurre la comples-
sita per i nostri clienti in modo
da contribuire ad accelerare lo
sviluppo di quelle tecnologie
innovative che contribuiranno
a modificare radicalmente il
mondo che ci circonda. Que-
sto impegno rappresentera
il modello di riferimento della
strategia della nostra organiz-
zazione nel prossimo decennio.
Cid comportera la creazione di
una customer experience piu
forte e di una brand identity che
rafforzi 'enfasi su aspetti quali
collaborazione, integrazione,
analisi, precisione, semplicita e
velocita.

D: Per poter crescere e au-
mentare la vostra quota di
mercato, state introducendo
nuove strategie di mercato/
prodotto?

R: La sempre maggior diffu-
sione dei dispositivi wireless
significa porre una pressione
maggiore su una risorsa limita-
ta. | clienti devono “proteggere”
la loro “fetta” di spettro e sa-
pere cosa sta succedendo. In
passato questo richiedeva una
notevole esperienza da parte
degli utenti e una conoscenza
approfondita del dominio. Oggi
sono disponibili strumenti stan-
dard che possono essere usati
per acquisire e analizzare in-
formazioni sullo spettro in un
modo semplice e di immediata
comprensione.

In uno spettro RF che diventa
di giorno in giorno pit conteso
e importante, i clienti devono
essere in grado effettuare os-
servazioni piu approfondite, in
modo semplice e individuare

rapidamente cio che stanno
cercando in uno spettro che
si fa sempre piu affollato. Tutto
cio deve essere fatto senza pe-
nalizzare la qualita e le presta-
zioni tipiche delle apparecchia-
ture custom delle precedent
generazioni. Ovviamente, tutto
cio deve essere realizzato con
budget sempre piu ridotti.

| sistemi di monitoraggio radio
sono stati storicamente gestiti
da organizzazioni governative
e militari che hanno bisogno
di avere un quadro completo
della situazione dello spettro
radio. Questi sistemi di gran-
di dimensioni erano costosi e
richiedevano risorse significa-
tive per gestire linfrastruttura.
Con l'esplosione della crescita
dei dispositivi wireless-enabled
(come LoRA, NBIoT), molte
organizzazioni non tradizionali
sono alla ricerca di strumenti
per monitorare lo stato e la si-
curezza delle loro reti wireless.
Anche se ci sono molti Softwa-
re Defined Receivers (SDR)
a basso costo sul mercato, la
maggior parte evidenzia alcune
limitazioni tecniche comuni, qui
brevemente riassunte:

LEE

MORGAN

La famiglia

di analizzatori

di spettro
RSA di
Tektronix

PAROLA ALLE AZIENDE

27

EONEws n. 618 - APRILE 2018

1) Demodulazione/larghezza di
banda in tempo reale inferiore
ai 10 MHz

2) Limiti dellintervallo di sintoniz-
zazione (gamma di frequenze)
3) Mancanza di preselezione
RF

4) Le API di base forniscono
solo un supporto barebone

E necessario un approccio pill
moderno in modo da consen-
tire l'integrazione di sistemi di
monitoraggio piu piccoli e piu
intelligenti capaci di svilupparsi
in sintonia con la rete radio in
questione.

D: Quali sono i vostri prodotti
piu interessanti e innovativi?
R:Tektronix offre le linee di
analizzatori di spettro in tempo
reale USB RSA 300/500/600.
Utilizzando le piu recenti in-
terfacce e potenza di calcolo
disponibili, la serie di analizza-
tori di spettro USB RSA separa
l'acquisizione del segnale dalla
misura, riducendo drasticamen-
te il costo del’hardware dello
strumento. Le serie di analizza-
tori di spettro USB RSA sono
molto interessanti per appli-
cazioni che richiedono misure
automatiche o controllo remoto.
| programmi possono essere
creati sul PC host e il controllo
remoto pud essere implemen-
tato tramite una connessione
Ethernet attraverso un PC di
piccole dimensioni e a basso
costo, come un Intel NUC, ab-

binato a ciascun RSA. Tektronix

un downconverter RF converte
il segnale RF in ingresso in un
segnale IF (Intermediate Fre-
quency) con larghezza di banda
40 MHz. LIF viene campionato
a 112 Msample/s da un conver-
titore analogico-digitale a 14 bit,
producendo un flusso di cam-
pioni IF che sono formattati e
trasferiti al PC tramite una con-
nessione USB-3.0. Altri ingres-
si consentono all'oscillatore di
riferimento interno di essere
sincronizzato con una sorgente
di riferimento esterna e con-
sentono l'uso di trigger esterni
o di impulsi di temporizzazione
GPS. La piattaforma PC (una
workstation, un laptop o un ta-
blet) fornisce il controllo allhar-
dware dellanalizzatore dello
spettro tramite la connessione
USB-3.0. Nel PC, i campioni IF
vengono ricevuti dal’Host HW
e Driver USB, che li passa alla
DLL SW APl RSA306. LAPI
(Application Programming In-
terface) fornisce 'accesso pub-
blico ai quattro diversi formati
dei dati del segnale, tra cui:

¢ blocchi di dati 1Q elaborati;

* immagini bitmap DPX com-
plete;

¢ audio demodulato;

e campioni ADC RAW;

oltre a fornire linterfaccia di
controllo al’hardware. Appli-
cazioni come SignalVu-PC uti-
lizzano le API per configurare
hardware e recuperare i DPX
image block e i campioni 1Q
per I'analisi, oltre a supportare

fornisce il controllo utilizzando
una varieta di diverse interfacce
per supportare le vostre appli-
cazioni. All'interno dell’hardwa-
re dellanalizzatore di spettro,

la memorizzazione continua di
dati RAW dei campioni su file.
Le applicazioni utente possono
ugualmente accedere alle API
per sviluppi personalizzati.
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‘ Tre domande ad Antonio Petricola,

Account Manager

Anritsu EMEA

A CURA DELLA REDAZIONE

D: Dal suo punto di vista,
come sta andando il merca-
to?

R: Anritsu & pioniere e punto di
riferimento nel mercato dei di-
spositivi portatili di Test e Misu-
ra. Lanciando, piu di trentanni
fa, il primo analizzatore di cavi e
antenne portatile a batteria (Still
Wiltron), il primo micro OTDR
MT9090A, il primo analizzato-
re spettro e analizzatore di reti
vettoriali in un unico strumento
ecc. Anritsu domina il mercato
dei dispositivi portatili, non solo
per reti Wireless ma anche per
reti fisse con le principali linee di

prodotto come:

° Portable spectrum
analyzers/vector network
analyzers/ROS testers

Con laumento della comples-
sita dei sistemi trasmissivi nelle
moderne reti di comunicazione
€ monitoraggio assume sempre
piu peso la capacita tecnica di
chi opera in campo spesso in
condizione di dover fare fronte a
situazioni di anomalia frutto del-
la interazione anche accidenta-
le di vari fattori. In quest’ottica
diventa fondamentale disporre
di strumentazione per analisi
spettrale di elevata qualita e affi-
dabilita quale la serie Spectrum
Master di Anritsu che da quasi
ventanni rappresenta il riferi-
mento in questo settore dell'in-
stallazione e manutenzione.

Lesigenza di effettuare test in
campo con analizzatori vettoria-
li di rete sempre piu performanti
e relativamente recente e per lo
piu dovuta allimpiego di com-
ponenti RF con caratteristiche
molto spinte (es. filtri multicavita
0 ad alta selettivita) in ambito
reti di telecomunicazioni radio.
Grazie a questa spinta fornita
da esigenze tecniche del com-
parto si € in grado di disporre
oggi di VNA portatili con carat-

teristiche tali da poter essere
paragonate alle tradizionali e
ingombranti soluzioni da banco.
La serie VNA Master di Anritsu
contempla vari modelli dal VNA
2 porte /1 via al “full reversing” 2
porte con analizzatore di spettro
integrato. Il mercato relativo agli
strumenti per le misure di ROS
in particolare da parte degli in-
stallatori e dei manutentori di

impianti di telecomunicazione
€ sempre attivo. Recentemente
si sono affacciate nuove figure
internazionali che hanno incre-
mentato la richiesta di tali stru-
menti da parte degli operatori
e degli installatori che lavorano
per loro conto.

* Portable Passive Intermodu-
lation Products (PIM) testers
La crescente competizione tra
Operatori di Telefonia Mobile ha
aumentato l'attenzione alla qua-
lita dei Servizi Voce e Dati offerti.
Tra le pit comuni minacce alla
qualita di tali Servizi Wireless
c'e sicuramente la presenza di
Prodotti di Intermodulazione
Passiva (PIM) che, aumentando
il livello di Rumore, determina-
no un degrado delle prestazioni
delle Reti Mobili sia in termini
di chiamate interrotte che di ri-
duzione di Velocita del Traffico
Dati. Cio ha determinato il cre-
scente interesse degli Operatori
di Telefonia Mobile per la verifi-
ca della presenza di Prodotti di
Intermodulazione Passiva (PIM)
attraverso il crescente utilizzo di
apposita Strumentazione di Mi-
sura per localizzare e risolvere
problemi di questo tipo.

ANTONIO
PETRICOLA

¢ Portable OTDRs

La recente introduzione di In-
stallazioni Fiber to the Home
(FTTH) da parte di Operatori
di Rete Fissa, ha determina-
to un crescente interesse per
Strumenti di Localizzazione di
problemi sulla Linea di Trasmis-
sione Ottica tra la Centrale di
Terminazione/Commutazione
e casa dellUtente. Il Mercato
risente inoltre del crescente im-
piego di Comunicazioni Ottiche
per il collegamento delle Base
Stations in C-RAN, nonché dei
collegamenti di Data Centers le-
gati allimminente introduzione
della Tecnologia 5G.

¢ Portable Ethernet Testers
(10100G, OBSAI, CPRI,
eCPRI, Fiber Channel...)

Con 'aumentare degli standard
dei segnali digitali trasmessi sia
su cavi in rame che fibra otti-
ca diventa sempre piu urgente
avere piattaforme che riescano
a coprire la molteplicita di se-
gnali trasmessi sulle reti in un
unico strumento. La piattafor-
ma MT1000A approccia questo
tipo di problematica in una mo-
dalita modulare utilizzando un
hardware capace di analizzare
diversi formati sia per attivita di
laboratorio che di installazione e
manutenzione.

D: Per poter crescere e in-
crementare il business, sono
state introdotte nuove strate-
gie di mercato?

R: Anritsu sta incrementan-
do il numero di applicazioni
disponibili sulla stessa piatta-
forma non solo per il mercato
RF e Wireless, con frequenze
da 3/6/13/20/30 GHz fino a 40
GHz, inclusi tutti gli standard cel-
lulari (GSM, WCDMA, LTE...),
ma anche per il mercato delle
telecomunicazioni cablate con
velocita da 1/10/40/100/400 G
e con i nuovi requisiti di merca-
to come eCPRI/OBSAI, Fiber
Channel mantenendo lo stes-
so livello di prezzo - maggior
valore stesso prezzo. | modelli
della serie Site Master sono da
anni il riferimento per le misure
di ROS da parte degli installato-
ri. Anritsu ha recentemente ag-
giornato la serie con la proposta

di una nuova soluzione (come
successivamente indicato) e il
miglioramento di quelle prece-
dentemente disponibili soprat-
tutto per quanto riguarda l'inter-
faccia utente per semplificare il
lavoro da parte dellutente. Esi-
stono inoltre delle promozioni in
atto nel caso di richieste di piu
unita (come spesso accade)
da parte delle aziende. Anritsu,
gia Leader di Mercato nel Test
dellInfrastruttura Oftica, ha di
recente esteso la propria offer-
ta di Riflettometri Ottici (OTDR)
alla famiglia di Prodotti Network
Master (MT1000A). Le Piatta-
forma si aggiunge alle altre due
esistenti Soluzioni portatili per la
verifica in campo di discontinui-
ta sulle Linee di Comunicazione
Ottiche, consentendo sia una
accurata analisi della Traccia
Ottica che la visualizzazione dei
singoli elemnti di Rete (Splitter,
Giunzioni, Connettori ecc.) pre-
senti sulla Linea. Anritsu, quale
Leader di Mercato nel Test di
PIM, ha condotto specifiche
campagne di misura presso
Operatori di Telefonia Mobile per
mostrare limportanza di localiz-
zare con accuratezza le sorgen-
ti di Intermodulazione Passiva
e dellefficace risoluzione del
problema. Largomento & stato
inoltre oggetto di discussione
nellambito di Workshop orga-
nizzati in materia di Analisi di
Spettro e Test di Reti Wireless.
Un significativo miglioramento
delle funzionalita del PIM Tester
Anritsu & sicuramente consistito
nellintegrazione nel Prodotto
del Site Master, per la verifica di
problemi di Riflessione e Perdite
in Antenna. La nuova Funziona-
lita rende il PIM Master Anritsu,
la Soluzione integrata piu com-
pleta oggi sul Mercato per la ve-
rifica in campo sia di fenomeni
di Intermodulazione Passiva
(PIM) che di Riflessioni e Perdi-
te sulla Linea Radiante.

D: Quali sono i prodotti piu
interessanti e innovativi tra la
vostra offerta produttiva?

R: Lintroduzione della Scheda
OTDR sulla Piattaforma Net-
work Master (MT1000A) ¢ sicu-
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ramente la novita piu rilevante
e innovativa, aggiungendo la
possibilita di verificare accura-
tamente il Layer fisico dellln-
frastruttura Oftica, alle altre
funzioni disponibili, quali il Test
Funzionale e delle Performan-
ces fino a 100Gb/s delle Reti,
nonché la verifica della Sincro-
nizzazione sulle Reti stesse.

La piattaforma MT1000A dispo-
ne di due moduli che consen-
tono di coprire differenti bitrate:
MU100010A che copre il test
dei segnali dalle frequenze del
PDH sino agli standard della fa-
miglia 10 Gb/s (Ethernet , FC,
CPRI, eCPRI, OBSAI, SDH e
OTN). Le frequenze dai 10 Gb/s
in su vengono coperte dalla
scheda MT100011A che & in
grado di alloggiare moduli ottici
cosi da supportare segnali della
famiglia 10 Gb/s, 25 e 100 GbE,
OTU3 e OTU4. La modularita
dello strumento consente - una
volta selezionato [I'hardware
della scheda MT100010A op-
pure MT100011A - di equipag-
giare opzioni software per il test
dei differenti standard . La sche-
da MT100010A rende disponi-
bile due porte cosi da attivare
sessioni di test completamen-
te indipendenti: sara possibile
testare un segnale E1 su una
porta in parallelo ad un segnale
10 GbE sulla seconda porta.

Quello che sicuramente agevo-
la I'utilizzo dello strumento per
chi lo approccia le prime volte
€ un ampio display TFT di 9
pollici e una GUI molto intutiva
che viene sempre acceduta da
sinistra a destra nelle tre se-
zioni di configurazione, esecu-
zione del test e risultati senza

menu nascosti allutilizzatore.
Nell'ambito dei segnali Ethernet
MT1000A permette di testa-
re le seguenti bit rate testate:
10M to 10G/25G/40G/100G
con possibilita di fare test del
FEC per segnali 100G/25G. Per
bitrate fino a 10 GbE permette
di fare test secondo le norma-
tive RFC 2544, RFC 6349 and
Y.1564. Viene supportata la mi-
sura del syncronous ethernet
fino a 10 GbE. Il test di segnali
PTP fino a 10 Gb/s viene sup-
portato secondo gli standard
TU-T G.826x, ITU-T, G.827x
and |EEE 1588 v2. Il modu-
lo MU100090A che ospita un
oscillatore ad alta precisione
consente l'esecuzione di test
di tipo Pass/Fail in caso di valu-
tazione di fase e tempistiche di
segnali usati in reti sincrone.

| segnali CPRI vengono sup-
portati dalla release 1 fino
alla 8 mentre segnali OBSAI
sono supportati nelle versio-
ni 1x/2x/4x/8x. Le funzionalita
disponibili in caso di test di se-
gnali usati nei data center sono
il supporto allo standard Fiber
Channel (1 GFC, 2 GFC, 4
GFC, 8 GFC, 10 GFC, 16 GFC),
la misura di latency, del BER e
di disruption time. LMT1000A
fornisce ampio supporto per il
test di segnali OTN fino a OTU4
con possibilita di mapping di
segnali client Ethernet , CPRI,
FC ed SDH. Il test del FEC & in
accordo con lo standard ITU-T
0.182 . E disponibile il suppor-
to ai formati STM-64, STM-16,
STM-4, STM-1 per quel che
riguarda 'SDH e OC-192, OC-
48, OC-12, OC-3, STS-3 per
quel che riguarda il SONET.

La
piattaforma
MT1000A
dispone di
due moduli
che
consentono
di coprire
differenti
bitrate

A CURA DELLA REDAZIONE

D: Dal tuo punto di vista, come
sta andando il mercato?

R: Gli oscilloscopi portatili, co-
me la serie InfiniiVision, vivono in
un mercato interessante. Questi
oscilloscopi hanno un costo infe-
riore rispetto ai loro fratelli mag-
giori, la serie Infiniium, che forni-
SCoNo una maggiore larghezza di
banda e tutte le “chiavi” di cui un
ingegnere potrebbe aver bisogno
per effettuare analisi approfon-
dite. Le persone che acquistano
apparecchiature di test a basso
costo devono prendere decisioni
molto difficili su qualita, prezzo
e rischio. Spesso i prodotti piu
economici hanno molti rischi as-
sociati: spesso ci sono hardwa-
re e software limitati e una con
interfaccia utente scadente. In
Keysight, cerchiamo di ridurre al
minimo il rischio e massimizzare
la qualita senza aumentare i costi
per il cliente. Abbiamo ricevuto
moltissimi feedback positivi gra-
zie alla nostra capacita di sfrutta-
re tecnologie e processi di fascia
piu alta in prodotti a costo infe-
riore. Potremmo non essere i piu
economici, ma abbiamo i clienti
piu soddisfatti.

D: Per poter crescere e incre-
mentare il business, sono sta-
te introdotte nuove strategie di
mercato?

R: Valutiamo sempre i diversi
mercati e lavoriamo per sviluppa-
re strumenti che offrano il miglior
valore agli utenti. Questo significa
che in alcuni mercati (come gli
oscilloscopi portatili sotto i $ 200),
non saremo presenti nel prossi-
mo futuro. Semplicemente non
saremmo in grado di realizzare
un oscilloscopio che soddisfi i no-
stri standard di qualita e quella
fascia di prezzo. Ci concentria-
mo maggiormente sullaiutare gli
utenti a risolvere i loro problemi
e ad essere pronti ad affronta-

re in modo efficace le loro sfide.
Siamo ingegneri che progettano
apparecchiature di test per altri
ingegneri, quindi ogni giorno sen-
tiamo le stesse problematiche dei
nostri clienti. Ci stiamo adope-
rando e lavorando per consentire
ai colleghi ingegneri di risolvere
problemi difficili e far progredire
la loro tecnologia, piuttosto che
produrre strumenti di test piti eco-
nomici. Detto questo, vogliamo
anche che le nostre apparec-
chiature siano accessibili a una
vasta gamma di ingegneri. Ge-
stiamo programmi come Wave
2018 per coinvolgere la comunita
di ingegneri e offrire loro l'oppor-
tunita di ricevere i nostri strumen-
ti che normalmente potrebbero
non essere in grado di avere,
insegnando allo stesso tempo
le competenze necessarie per
avere successo nhel loro lavoro e
nei loro progeti.

D: Quali sono i prodotti piul in-
teressanti e innovativi tra la
vostra offerta produttiva?

R: Con la nostra storia abbia-
mo rivoluzionato il mercato degli
oscilloscopi. Con ASIC dedicati a
bordo dei nostri strumenti, siamo
limitati solo dalla nostra immagi-
nazione su eventuali sviluppi. Gli
strumenti con trigger a zona e
bode plot sono un classico esem-
pio di progressi innovativi nella
tecnologia degli oscilloscopi. Un
altro esempio potrebbe essere |l
WaveGen integrato negli oscillo-
scopi 1000 X-Series e altri Infi-
niiVision. Molti altri player oggi lo
offrono, ma noi siamo stati i primi
a farlo. Questo mercato & cosi,
non puoi mai riposare sugli allori,
devi continuare a inventare, avere
nuove idee e una marcia migliore.
Per quanto riguarda il mercato RF
(strumenti portatili, ma piu costo-
si), lanalizzatore di spettro com-
binato FieldFox (fino a 26,5 GHZ)
e l'analizzatore di rete a 2 porte
N5227A, hanno fatto tendenza.

Tre domande a Melissa Garza, Product Marketer
for digital product lines

Keysight Technologies

MELISSA
GARZA
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Amphenol

Ampliata la sua gamma
di connettori Reduced
Flange

| nuovi connettori RJF TV6 e
USB3F TV di Amphenol Socapex
sono due versioni Reduced Flan-
ge progettate per spazi essere
utilizzate in applicazioni militari e
ferroviarie dove lo spazio dispo-

nibile € limitato. Queste prese RJ e
USB combinano le caratteristiche
di risparmio di spazio e peso con
le prestazioni equivalenti delle pre-
se TV standard RJF TV6 e USB3F
II'loro design riduce infatti del 40%
l'area superficiale del pannello e i
connettori sono anche il 15% piu
leggeri rispetto alle versioni standard.
Questi prodotti sono particolar-
mente interessanti per applicazio-
ni che richiedono Iinstallazione
del maggior numero possibile di
prese RJ45 o USB in uno spazio
ridotto 0 quando vi sono limitazioni
sul peso. | connettori RJF TV6 a
flangia ridotta supportano I'acqui-
sizione e la trasmissione dei dati
su Ethernet Categoria 6 per reti 10
BaseT, 100 BaseTX e 1000 BaseT
in condizioni ambientali estreme.
La versione a flangia ridotta del
connettore USB3F TV garantisce,
invece, prestazioni conformi alle
specifiche USB 3.0. Entrambi i
connettori utilizzano un mecca-
nismo di accoppiamento filettato
MIL-DTL-38999 serie Ill. Per adat-
tarsi ai limiti determinati da con-
dizioni ambientali estreme, i con-
nettori sono disponibili in diversi
materiali e trattamenti superficiali.

Analog Devices

Dopglo controller
DC/DC step-down
sincrono da 150V
LTC7810 € un nuovo controller

EONEws n. 618 - APRILE 2018

step-down sincrono DC/DC di
Analog Devices. Si tratta di un
componente non isolato per alta
tensione a due uscite che pilota
stadi di potenza a MOSFET intera-
mente a canale-N. Lintervallo del-
le tensioni d'ingresso va da 4,5V
a 140V (150 V max assoluti) eli-
mina la necessita di dispositivi
esterni per la soppressione dei
picchi.

LTC7810 funziona con duty cycle
fino al 100% durante gli abbassa-
menti della tensione d’ingresso
fino a 4,1 V e pud essere utiliz-
zato per applicazioni riguardanti i
trasporti, l'industria, la robotica e
la comunicazione dati.

La tensione d'uscita pud essere
predisposta da 1 V a 60 V con
correnti in uscita fino a 20 A per
canale, con un’efficienza fino al
96%. In modalita sleep, con [lin-
gresso a 48V e le uscite regolate
a12Ve 3,3V questo componente
assorbe 16 A, aspetto particolar-
mente interessante per i sistemi

di tipo always-on. LTC7810 fun-
ziona a una frequenza fissa sele-
zionabile tra 50 kHz e 750 kHz ed
& sincronizzabile a un clock ester-
no tra 75 kHz e 720 kHz. Sono
disponibili due intervalli termici
di funzionamento, per le versioni
industriale ed estesa, con tem-
perature di giunzione da -40 °C
a 125 °C e una versione automoti-
ve per alte temperature da -40 °C
a 150 °C.

Maxim

Moduli di alimentazione
Himalaya uSLIC
compatti

Maxim Integrated Products ha svi-
luppato una famiglia di moduli uSLIC
(micro system-level IC), per 'alimen-
tazione DC-DC, particolarmente
compatti (2,6 x3x 1,5 mm). | moduli
MAXM17532 e MAXM15462, fan-
no parte della gamma Himalaya di

Maxim: soluzioni di alimentazione
rivolte ai mercati dell'industria, sa-
nita, comunicazioni e consumer.

| moduli di alimentazione uSLIC
di Maxim riducono di 2,25 volte
le dimensioni delle soluzioni di
alimentazione. Questo risultato &
ottenuto integrando un regolatore
buck Himalaya sincrono ad ampia
gamma di ingresso con i FET, la
compensazione, altre funzioni e
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un induttore.

La combinazione di questi com-
ponenti consente ai progettisti di
utilizzare i moduli in sistemi con
forti limitazioni di spazio, ottenen-
do al contempo la conformita agli
standard meccanici ed EMI.

[ nuovi moduli funzionano con
un’ampia gamma di tensioni di
ingresso, da 4 V a 42V, sono uti-
lizzabili per molteplici applicazioni
con tensioni di ingresso nominali
di5V,12V, 24 V e 36 V mante-
nendo un ampio margine di affi-
dabilita e operano nella gamma di
temperatura compresa tra -40 e
+125 gradi Celsius.

Murata

Nuovi convertitori
DC/DC per applicazioni
industriali e ferroviarie
Murata Power Solutions ha an-
nunciato lintroduzione di una
serie di convertitori DC-DC incap-
sulati in formato 1/16 brick con-

cepita per I'utilizzo in applicazioni
nei settori industriale, ferroviario
e dei sistemi mobili per uso indu-

striale (industrial mobility). | con-
vertitori della linea IRS-Q48 da
50 W sono caratterizzati da una
tensione di isolamento tra ingres-
s0 e uscita di 2.250 VDC e hanno
uscite di 3,3, 5 e 12VDC in grado
di erogare una potenza massima
di 50 W. Il range di tensioni di in-
gresso (Vin) compreso tra 18 e 75
VDC soddisfa i requisiti previsti
da EN50155 per le tensioni di in-
gresso nominali di 37,5 e 48 VDC
anche in presenza di condizioni di
brownout e di fenomeni transitori.
| convertitori IRS-Q48 sono di-
sponibili in versioni con baseplate
standard oppure dotato di flange
per supportare varie configurazio-
ni per il sistema di raffreddamento
per conduzione. Tra gli altri pos-
sibili impieghi ci sono i sistemi a
batteria a 12, 24 e 48 V, sistemi
per smart grid, sistemi interme-
diate bus oltre ad apparecchiatu-
re di networking che devono ope-
rare in ambienti gravosi, sistemi di
networking wireless per il mobile
computing e apparati di test.

Reneas

Le nuove Target

Board a basso costo
per MCU RX

Renesas Electronics Corporation
ha annunciato la disponibilita di
tre nuove Target Board rispet-
tivamente per i microcontroller
RX65N, RX130 e RX231, cia-
scuna progettata per aiutare a
raggiungere velocemente la mas-
sima efficienza nello sviluppo di
elettrodomestici con interfaccia
touch e applicazioni per automa-
zione sia industriale che civile.
Ogni kit di sviluppo include uno
strumento di debug on-chip che
consente la progettazione dell’ap-
plicazione senza richiedere inve-
stimenti in ulteriori strumenti. Le
connessioni per i pin di tipo “throu-
gh-hole” consentono l'accesso a
tutti i segnali del microcontroller,
facilitando l'interconnessione con
le breadboard standard per la
prototipazione rapida.

Le RX Target Board offrono, fra
laltro, una demo di codice sor-
gente e varie note applicative.
Prossimamente saranno disponi-
bili ulteriori varianti di Target Bo-

!

ard che forniranno la copertura
completa dell'intera famiglia RX,
dalla serie RX100 a basso con-
sumo alle serie RX700 a piu alte
prestazioni.

Nuova generazione

di lampade per

la polimerizzazione
DELO Industrial Adhesives ha
realizzato una nuova generazio-
ne di lampade per la polimeriz-
zazione. Si tratta di due modelli
LED con una lunghezza d'onda
di 365 nm siglate rispettivamente
DELOLUX 20/365 e DELOLUX
202/365. Questi nuovi prodotti
sono caratterizzati da un’intensita
luminosa nettamente maggiore e
un’efficienza energetica migliore
con dimensioni molto piti compat-
te rispetto ai modelli precedenti.
Larea di uscita della luce delle
nuove sorgenti luminose ¢ rispet-
tivamente di 100 x 100 mm? e 202
X 49 mm2,

Entrambe le lampade di polime-
rizzazione sono disponibili con in
versione da 1.200 mW/cm? e da
600 mW/cmz,

I ricorso a livelli di intensita della
luce molto elevati & particolar-
mente utile nel caso in cui uno
strato di adesivo deve essere po-
limerizzato velocemente tra due
componenti difficili da irradiare, o
quando, per ragioni costruttive, i
materiali da unire si trovano molto
lontano dalla sorgente luminosa.
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Informativa resa ai sensi dell’art. 2, Codice Deontologico Giornalisti

Ai sensi dell'art. 13, d. Igs 196/2003 e dell'art. 2 del Codice Deontologico dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA - titolare
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